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z uwzglednieniem stanowisk cztonkdw i ekspertow KIGEIT.

1. Wprowadzenie

Niniejsza opinia Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT) dokonuje kompleksowe;
oceny dokumentu Ministerstwa Cyfryzacji (MC) pt. ,Polska w grze o przysztos¢ — polityka dla sektora
potprzewodnikéw” w wersji z 27 lutego 2026 r. (dalej: ,PSP”).

Opinia opiera sig na:

stanowiskach cztonkow i ekspertdéw KIGEIT,

oraz na nastepujacych materiatach analitycznych:

warstwowym modelu ekosystemu ICT (Silicon to Systems), definiujgcym hierarchiczng strukture
,0d materiatu do systemu” (patrz zalacznik zawierajacy definicje ekosystemu ICT);

analizach KIGEIT dot. europejskich inicjatyw branzowych (Call to Action IPC/GEA, Semicon Coalition,
Chips Act Plus);

raportami i dokumentami europejskiego przemystu potprzewodnikowego;

analizg przyczyn erozji ekosystemu ICT w UE i USA (patrz zat. dot. wptywu porozumienia ITA);
do$wiadczeniami migdzynarodowymi (Foxconn Wisconsin, TSMC Arizona, CHIPS Act USA,
CyberMicro PL).

W opinii przedsiebiorstw, ktore braty udziat w procesach konsultacji, na pierwszy plan wysuwaty sie problemy,
ktérych rozwigzanie pozwolitoby na szybszy rozwéj przedsiebiorstw, poprawe wynikéw finansowych
i zwiekszenie poziomu innowacyjnosci w stosowanych technologiach i modelach biznesowych. KIGEIT
dokonata syntezy tych opinii, wprowadzajac do opinii szerszy kontekst, niezbedny do zgtaszanych

rekomendacji.
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2. Ocena ogoélna PSP

KIGEIT wspiera inicjatywe Ministerstwa Cyfryzacji. Potrzebujemy polityki pdtprzewodnikowej wyrastajace;
z polityki przemystowej panstwa, ktdra powinna by¢ zdefiniowana w takim dokumencie jak konsultowana
obecnie Strategia Rozwoju Polski do 2035 roku (SRP 2035). PSP stawia wazne pytania — o miejsce Polski
w globalnym ekosystemie ICT.

Oceniamy go jako dobry, chociaz wymagajacy dokonczenia i uzupetnien - co przyznaja jego autorzy.

Przedsiebiorstwa dziatajace w ramach ekosystemu ICT, dziatajg w przestrzeni fizycznej, wiec rama analityczng
niniejszej opinii jest warstwowy model ekosystemu ICT: fundament (poziom 0 — sprzet produkcyjny) i pieé
warstw produkcyjnych (materiaty, komponenty, montaz PCBA, integracja, produkty kofcowe), uzupetnionych
0 elementy przekrojowe (oprogramowanie/IP oraz kadry/B+R). Kazda warstwa jest warunkiem koniecznym
istnienia warstw wyzszych i moze by¢ tylko tak silna, jak silna jest dostepna warstwa nizsza. Warstwy te sg
integrowane pionowymi komponentami wirtualnymi zapewniajgcymi narzedzia komunikacji, wspdtpracy
i wsparcia.

Jest oczywistym, ze PSP postuguje sie ramg analityczng, sktadajacq sie z siedmiu filaréw, odzwierciedlajacq
silosowa strukture administracji rzadowej. Kazdy z tych filarbw moze stanowi¢ pionowe wsparcie dla wszystkich
lub wybranych warstw. Rama ta powinna by¢ spéjna z ramg analityczng przyjeta w SRP 2035. Wiekszo$¢
podmiotow bioracych udziat w konsultacjach dot. PSP opiniowato réwniez SRP 2035. Szczegdlnie duzo
rekomendacji zawieraty postulaty zmian prawnych. Dlatego postulujemy uzupetnienie PSP o filar VIII -
»Otoczenie prawne”. W ramach tego brakujgcego filaru mamy szereg postulatéw dot. modernizacji krajowego
prawa gospodarczego, mechanizmow jego wykonywania, prawa UE oraz umdw migdzynarodowych.

Zebrane przez KIGEIT opinie zawierajg posrednio postulat, by w PSP pojawita sie diagnoza, ktéra odpowie na
pytanie, dlaczego przez ostatnie 30 lat wychodzenie z globalnych tancuchéw wartosci doprowadzito do
zatamania si¢ ekosystemu ICT w UE i co konkretne powinnismy zrobi¢ by zawrdci¢ z tej drogi, by zwiekszy¢
odporno$¢ na zaktdcenia w dostawach komponentéw strategicznych. Elementy takiej diagnozy zawarlismy
w zataczniku dot. porozumienia ITA, stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej opini.

Dlatego przedsiebiorstwa odczytujg PSP jako poczatek planowania, ktdre moze zaowocowa¢ przemyslang
procedurg kliniczng wyprowadzenia ze stanu krytycznego, w jakim jest unijny/polski ekosystem ICT.

Sytuacja w kazdym z krajow UE jest nieco inna, co otwiera mozliwo$¢ budowy komplementarnego zestawu
specjalizacji, ktore tacznie bedg mogty zafunkcjonowaé jako nowy witalny europejski ekosystem ICT. Zawarta
w PSP diagnoza jasno pokazuje, ze Polska moze by¢ wartoSciowym partnerem, ale pilnie potrzebujemy
odpowiedzi na pytanie: jakie przyrzady poétprzewodnikowe (dalej: p-p) sa krytyczne dla polskiej
gospodarki, a na ktérych brak powinni$my sie uodporni¢?

KIGEIT jest przygotowana do wspotpracy. Autorzy PSP widzg te luke, postulujgc stworzenie ,mapy drogowej
technologii kluczowych” dopiero do konca 2026 roku — zrébmy to szybciej razem. Uwazamy, Ze ta mapa
powinna by¢ punktem startu do realizacji wyznaczonych celow, a nie jego odlegtym rezultatem.

Rozwdj technologii p-p przyspiesza w trzech réwnolegtych torach: (1) zwiekszanie skali integracji (technologia
2 nm wchodzi w faze komercjalizacji), (2) rozwdj przyrzaddéw p-p mocy (nowe przyrzady, materiaty, uktady
i zastosowania), (3) fotonika (obecnie dominujgca krzemowa). Czynnikami przyspieszajacymi jest
komercjalizacja technologii myslenia (obecnie Al) i transformacja energetyczna (produkcja ee, cyfryzacja sieci
elektroenergetycznych, elektromobilno$¢, elektryfikacja 4.0, implementacja Al w zarzadzaniu urzadzeniami
mocy).

Postulujemy koncentracje na wykorzystaniu i wzmacnianiu kompetencji i mozliwosci w elektronice mocy
i fotonice. Nie powinni$my rozprasza¢ zasobdw na poszukanie nowych przetomowych technologii bo je mamy.
Powinnismy przyspieszy¢ rozwoj tych, w ktorych jestesmy mocni.

Dlatego apelujemy do rzadu - nie traémy kolejnych szans i nie marnujmy czasu. Do tego potrzebujemy
szybkiego zakupu dojrzatych technologii bazowych (>= 28 nm). Zastosujmy je do nowych materiatéw
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i przyrzadéw p-p dla fotoniki i elektroniki mocy. Reformujmy antyinnowacyjne panstwo i dysfunkcyjne otoczenie
prawne — wyroste z porozumienia ITA.

KIGEIT rekomenduje uzupetnienie dokumentu o cztery elementy.

Po pierwsze - identyfikacje krytycznych typdw przyrzadéw pétprzewodnikowych dla polskiej gospodarki,
infrastruktury i obronnosci, z analizg fancuchdw dostaw i tzw. ,waskich gardet’”.

Po drugie — budowe mechanizméw odpornosci dostaw: rezerwy strategiczne krytycznych komponentow,
dtugoterminowe umowy z dostawcami, systematyczny monitoring tarcucha dostaw.

Po trzecie — dopasujmy retoryki do realnie istniejacych mozliwosci i potrzeb polskiego przemystu. Zbudujmy
zdolnosci produkcyjne w dojrzatych procesach — od 28 do 250 nanometréw — ktore obstugujg fotonike,
motoryzacje, energoelektronike i obronno$¢.

Po czwarte — explicite wigczenie wymiaru obronnego i infrastruktury dual-use do polityki potprzewodnikowe.
Przy budzecie MON przekraczajgcym 160 miliardéw ztotych, bezpieczenstwo dostaw komponentow
elektronicznych dla przemystu zbrojeniowego to nie abstrakcja — to konkretna, pilna potrzeba.

To wnioski ptynace z szerokiego spojrzenia na globalny ekosystem ICT. Szybkie wypracowanie naszego
miejsca w ekosystemie ICT UE jest warunkiem odbudowy naszej suwerennosci technologicznej, przemystu
obronnego i strategicznego bezpieczenstwa.

Postulujemy wyciagna¢ wnioski z faktu, ze na poziomie globalnym nie istnieje mechanizm ograniczajacy
powstawanie monopoli. Dla ekosystemu ICT ma to daleko idace konsekwencje. Prawa ekonomii skali
spowodowaty, ze tancuch wartosci elektroniki i oprogramowania na wielu poziomach ulegt skrajnej koncentracji
geograficznej. Taka monopolizacja nie powstataby w ramach jednej jurysdykcji z funkcjonujacym prawem
0 ochronie konkurencji. Skutkiem jest ekosystem o ekstremalnej kruchosci: zakidcenie w jednym wezle
przektada sie kaskadowo na catg Swiatowa gospodarke. Kraje europejskie, w tym Polska, jak najszybciej
powinny opusci¢ pozycje uzaleznionych odbiorcéw, pozbawionych wiasnych zdolnosci produkcyjnych na
kluczowych poziomach tancucha wartosSci.

Postulujemy aktywne zaangazowanie w reformy UE, ktdre w ciggu nastepnych 20 lat pozwolg rozwing¢ w UE
konkurencyjng produkcje zdefiniowanej grupy przyrzadéw pdiprzewodnikowych, stanowigcych fundament
nowoczesnych rozwigzan: od elektroniki konsumenckiej, przez motoryzacje, telekomunikacje i energetyke, po
systemy medyczne, obronne oraz komputery. To najbardziej racjonalna odpowiedz na prawa ekonomii skali,
ktére umozliwity monopolizacje wielu ekosystemdw produkcyjnych i uzaleznienie ich od globalnych monopoli
dziatajacych w ramach swiatowego ekosystemu ICT. Rozwdj Internetu, sztuczna inteligencja, energetyka OZE,
autonomiczne pojazdy bedq przyspiesza¢ i zdecydujg rozwoju wiedzy i funkcjonowania spoteczenstw.
To zapowiada szybko rosngce zapotrzebowanie na rozwigzania cyfrowe, wigc popyt na p-p bedzie szybko rést
przez wiele nadchodzacych dekad.

3. Cel gtowny PSP
3.1. Sformutowanie celu

PSP definiuje cel gtdwny: ,Wigczenie Polski w globalne tfaricuchy warto$ci sektora potorzewodnikdw poprzez
rozwoj krajowych kompetencji technologicznych, zwiekszenie atrakcyjnoSci inwestycyjnej oraz wzmocnienie
odpornosci na zaktocenia w dostawach komponentow strategicznych.”

KIGEIT ocenia ten cel jako strukturalnie stuszny, ale praktycznie bardzo trudny do osiagniecia, gdyz jego
realizacja nie zalezy do woli politycznej rzadu Polski. Nadal funkcjonujemy w otoczeniu prawnym, ktére
doprowadzito do upadku ekosystemu ICT w UE. Te uwarunkowania bardzo utrudniajg mozliwo$¢
konkurencyjnego witgczenia sie w globalne faficuchy wartosci.

Dlatego, w opinii KIGEIT podstawowym celem polskiej polityki gospodarczej powinna by¢ budowa ekosystemu
ICT poprzez intensyfikacje rozwoju zastosowan nowoczesnej, specjalizowanej, bezpiecznej
mikroelektroniki i fotoniki wszedzie tam gdzie panstwo polskie jest w stanie zapewni¢ stabilne warunki
prowadzenia optacalnej dziatalno$ci produkcyjnej i ustugowej o znaczeniu strategicznym, waznym dla
obronnosci, infrastruktury krytycznej itp..
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3.2. Cechy obecnej polityki przemystowej, systemu cet i prawa gospodarczego

UE nie buduje konkurencyjnego ekosystemu — buduje system zabezpieczenia dostaw. Dokument Chips
Act subsydiuje enklawy zagranicznych koncernéw (TSMC Drezno, Intel Magdeburg), ktérych tancuchy
dostawcze biegng do Azji. Jak stwierdzajg przedstawiciele europejskiego przemystu w stanowisku z XI 2025:
,continuing focus on semiconductor chips alone — whether high end or legacy — will not be sufficient’. Powstaje
model, w ktorym ,wysokie ryzyko ponosi kapitat krajowy (startupy), stabilne segmenty rynku rozwijane sg przez
podmioty zagraniczne, a wartoSc intelektualna pozostaje poza Polskg”.

Porozumienie ITA tworzy odwrocong strukture celng (fariff inversion) podwazajaca konkurencyjno$¢ kazde;
produkcji elektronicznej w UE. Zerowe cta na gotowe wyroby przy utrzymanych ctach na materiaty
procesowe: fotorezysty (~6,5%), kwas fluorowodorowy (~5,5%), gazy specjalne NF3/SF4 (~5,5%), zawiesiny
CMP (~6,5%), targety do napylania (2-5%) itd.. Analogicznie w PCB: laminaty 5,2%, prepregi 6,5%, FR4 5,0%.
Efektywna stopa ochrony: ok. -2%. Dodajac do tego skutki biznesowe réznic w poziomie ochrony srodowiska,
klimatu, réznice podatkowe i wyzsze koszty pracy wynikajace z poziomu zamoznosci UE oraz systemow
bezpieczenstwa socjalnego, efektywna stopa ochrony moze by¢ znacznie ponizej -2%. Jej wyliczenie powinno
by¢ podstawg ustalenie cet ochronnych i optat z tytutu CBAM. Dlatego bez wystapienia z ITA i ustalenie poziomu
ochrony, ktory zapewni europejskim firmom mozliwosci réwnej konkurenciji, w UE nie mozna stworzy¢ globalnie
konkurencyjnego ekosystemu ICT.

W wyniku 30-letniego procesu zaniku europejskiego ekosystemu ICT powstata asymetria skali, ktéra jest
nieprzekraczalna (na poziomie krajowym jak i UE) bez radykalnej zmiany warunkéw prowadzenia
dziatalnosci produkcyjnej w UE. Stworzenie warunkéw pozwalajacych na wtgczenie polskich firm w globalne
tancuchy wartosci w obszarze produkcji oznacza koniecznos¢ stworzenia stabilnych warunkéw prowadzenia
opfacalnej dziatalno$ci produkcyjnej. To wymaga skali produkcji i zdolno$ci obstugi wtasnego rynku. Dlatego
w UE i na poziomie krajowym wysitki na rzecz zwiekszenia atrakcyjnosci inwestycyjnej w zaktady produkcyjne
sg W obecnym otoczeniu prawnym nieefektywne.

W UE brak jest instrumentéw popytowych, chronigcych trwale europejska produkcje. Identyfikujemy te luke jako
,najpowazniejszq stabos¢ systemowsq’. Obecnie 2 bin EUR rocznych zamdwien publicznych UE rozproszonych
jest na 27 systemow bez preferencji europejskiej.

Silosowe myslenie o elementach ekosystemu ICT, skutkuje pomijaniem faktu istnienia powigzan funkcjonalnych
| pozwala na stawianie btednych tez. Przyktadowo, watpliwym jest, czy na etapie projektowania uktadow
scalonych infrastruktura produkcyjna nie jest jeszcze potrzebna®. Projekt fizyczny uktadu wymaga PDK
(Process Design Kit) — kompletu szczeg6towych danych opisujacych konkretny proces technologiczny: modeli
tranzystorow, regut projektowych, bibliotek komérek, plikéw DRC/LVS. PDK jest dostarczany przez konkretny
fab i bez niego projekt uktadu jest niemozliwy. Stwierdzenie sugeruje, ze mozna rozwijaé projektowanie bez
dostepu do linii technologicznej, co jest gteboko btedne i moze prowadzi¢ do nietrafionych decyzji
strategicznych. Sposob projektowania IC jest definiowany na poziomie projektowania linii technologicznej, a nie
odwrotnie.

3.3. Doswiadczenie miedzynarodowe: subsydiowanie bez ekosystemu
Jest ich wiele, ale podajemy tylko 2 powszechnie znane przyktady ze wzgledu na skale jeden z Polski.

Foxconn Wisconsin (2017-2021): 4,8 mld USD subsydiéw, plan 10 mid USD — 672 min USD, 13 000 —
1 454 miejsc pracy. Przyczyna: brak lokalnego ekosystemu dostawcow.

TSMC Arizona: opdznienia z powodu braku kadry (500+ tajwanskich inzynierdw) i koniecznosSci importu
materiatow z Azji. CHIPS Act USA: 52,7 mld USD, ale USA nadal produkujg jedynie 4% Swiatowych PCB i nie
maja produkcji komponentéw pasywnych.

CyberMicro (Polska, 2017/18): projekt opracowany dla MRIT przez ekspertéw ITE/IMiF, PW/CEZAMAT i AGH
— koncepcja budowy linii produkcji pilotazowej uktadow scalonych. Zakonczony niczym wskutek braku
mozliwo$ci osiggniecia poziomu optacalnosci i utraty zainteresowania wiadz na rok przed wyborami do Sejmul.
Dlatego realizacja kazdej strategii wymagajacej konsekwentnego dziatania przez co najmniej 15-20 lat
musi by¢ chroniona prawnie przed skutkami zmian politycznych i niezalezna od cyklu wyborczego.
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3.4. Propozycja wdrozenia praktyki w catej polityce przemystowej

KIGEIT proponuje, by wigczanie Polski w globalne tarcuchy dostaw polegato na aktywnym udziale Polski
w tworzeniu otoczenia niezbednego do odbudowy europejskiego ekosystemu ICT, obejmujgcego petny tancuch
warto$ci: od materiatébw przez chipy, montaz (packaging) przyrzadéw pdtprzewodnikowych, PCB/PCBA po
produkcje sprzetu i integracje systemowg, z priorytetem odbudowy zastosowan specjalizowane;
mikroelektroniki, fotoniki i oprogramowanego sprzetu elektronicznego przeznaczonego do zastosowan
w przemysle obronnym, w zaktadach produkcji strategiczneji sieciach infrastruktury podwojnego zastosowania
W sposob spojny z diugoterminowg strategig odbudowy ekosystemu ICT w UE.”

Warunkiem optacalnej produkciji chipow w UE, jest rozwoj rynku wewnetrznego. Wymaga to zwiekszenia popytu
na te przyrzady po stronie istniejgcej produkcji PCB/PCBA, z perspektywg rozwoju montazu przyrzadow
potprzewodnikowych do poziomu packaging m.in. chipéw pamieci i uktadow logicznych.

Bezpieczenstwo infrastruktury podwojnego zastosowania i zapewnienie ciggtosci produkcji zaktadow
strategicznych w warunkach kryzysu lub wojny, wymagajg znacznego podniesienia odpornosci polskiego
ekosystemu ICT, co postulujemy realizowa¢ poprzez:

e rozwoj technologii materiatow, w ktérych posiadamy kompetencje na poziomie Swiatowym;

o ustalenie listy oprogramowanych elektronicznych produktéw przeznaczonych do pracy w infrastrukturze
i przemysle, ktore musza by¢ produkowane od poziomu PCB w Polsce lub w UE.

3.5. Synteza zmian miedzy wersjami dokumentu (2025 — 2026)

Wersja 2026 dodaje filary VI-VII i rozszerza horyzont, ale fundamentalna architektura pozostaje ta sama:
koncentracja na przycigganiu zagranicznych inwestycji w chipy poprzez subsydia, bez uwzglednienia
pozostatych warstw taricucha wartoSci. Brak ram czasowych wizji i filaru prawnego uniemozliwia ocene realizmu
zatozen — co KIGEIT uznaje za istotng stabos¢, biorac pod uwage, ze budowa kompetencji od podstaw
W najszybciej rozwijanej dziedzinie technologicznej jest zadaniem na co najmniej 15-20 lat.

Pozytywng zmianag jest stwierdzenie w Filarze |, ze Polska powinna ,budowac komplementarne do Chips Act
zdolnosci krajowe, odpowiadajace specyficznym potrzebom wiasnego przemystu’. KIGEIT zaznacza
jednak, ze to stwierdzenie, bez rozwinigcia mysli nie jest spojne z celami okreslonymi w rozdziale Wizja i Cele,
ktore koncentrujg sie na wigczeniu w globalne farcuchy wartosci.

4. Mocne strony PSP i ich ograniczenia
4.1. Rozpoznanie kontekstu geopolitycznego

Dokument trafnie identyfikuje zagrozenia geopolityczne. W sytuacji kryzysowej dostawy potprzewodnikéw sg
zagrozone zaktdceniami na rynkach krajowych producentéw. Jednak w PSP brakuje jeszcze wnioskow
praktycznych z tej diagnozy, np. w postaci postulatdbw wdrozenia konkretnych instrumentéw polityki
przemystowe;.

4.2. Struktura filarowa - analiza z perspektywy modelu warstwowego

Siedem filaréw MC tworzy logiczng strukture administracyjng (chociaz brakuje w nim filaru prawnego), ale nie
odzwierciedla struktury fizycznej ekosystemu elektronicznego. Ekosystem ICT ma nature hierarchiczng
(struktura warstwowa Silicon to Systems), nie réwnorzedng (filary). Filar Il (,Produkcja”) obejmuje wytacznie
potprzewodniki, ignorujgc PCB/substraty IC, montaz PCBA, integracje oraz fundament materiatowy. Jest to
podejscie ,chips-only’, przed ktorym przestrzegajg zarébwno Call to Action IPC/GEA, jak i stanowisko
europejskiego przemystu z IX 2025: ,it is the complete electronic systems built around those chips that will
ultimately enable the EU to remain technologically relevant.”

Zrédta tego btedu tkwig w zachodniej polityce lat 90. Na tej wizji oparto ITA (1996), co doprowadzito do upadku
ekosysteméw elektronicznych USA (udziat PCB: 30% — 4%) i UE (20% — 2,8%). Postulujemy nie
kontynuowa¢ tego sposobu myslenia.
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4.3. Opis sektora projektowego — brak perspektywy krajowej

PSP do$¢ realistycznie opisuje stan polskiego sektora. KIGEIT zwraca jednak uwage, ze w obszarze
projektowania komercyjna dziatalno$¢ polskich firm ukierunkowana jest niemal wytgcznie na ustugi dla
odbiorcéw zagranicznych, nie przyczyniajac sie do rozwoju zastosowan mikroelektronicznych w polskiej
gospodarce. PSP przyznaje, ze przemyst funkcjonuje w duzej mierze niezaleznie od krajowych kompetencii
projektowych. Wykorzystanie tego potencjatu do budowy europejskiego/polskiego ekosystemu ICT powinno by¢
jednym z priorytetow strategii, co pozwoli na uzyskiwanie wiekszej wartosci dodanej z tej dziatalno$ci.

4.4. Dane o ekosystemie

Dokument PSP operuje danymi o ,0k. 20 firmach” i ,0k. 9 tys. 0séb”, podczas gdy KIGEIT identyfikuje co najmnie;
60 podmiotow. Eksperci KIGEIT dodaja, ze wspotprace osrodkéw naukowych zbyt czesto charakteryzuje
przewaga konkurencji nad koordynacja, prowadzaca do fragmentacji wysitkow.

5. Elementy niezbedne do wiaczenia do PSP
5.1. Model powiagzan ekosystemowych

Jest on niezbedny do identyfikacji i szacowania sity powigzan w ekosystemie. Model warstwowy pokazuije, ze
powigzania migdzy warstwami nie sg opcjonalne. KIGEIT postuluje rozw6j kompetencji back-end i tworzenie
powigzan z odbiorcami koncowymi. To pozwoli uczyni¢ PSP dokumentem zywym i aktualizowanym wraz
z rozwojem ekosystemu ICT,

5.2. Wdrozenie polityki popytowej i przerwanie kregu niemoznosci

KIGEIT identyfikuje to jako brak komponentu miedzynarodowego (wynikajacy z braku filaru prawnego)
w strategii odbudowy ekosystemu ICT na poziomie Polski. Bez instrumentéw kreujacych popyt nie
powstanie ani skala, ani produkcja, ani suwerenno$¢. USA maja Buy American Act (60-75% krajowe;
zawarto$ci), wspierajac polityke odbudowy ekosystemu ICT twardg i kosztowng zmiang polityki celnej. Chiny
dajg 20% przewage cenowa krajowym produktom. UE nie ma Zadnego porownywalnego instrumentu
zorientowanego na ekosystem ICT.

Eksperci KIGEIT identyfikujq dodatkowy mechanizm blokujacy: krag niemoznosci — brak zainteresowania
przemystu ze wzgledu na brak podazy uktadow ASIC i brak podazy ze wzgledu na brak zainteresowania
przemystu. Przetamanie tego kregu wymaga celowych dziatan DCE (Dissemination, Communication &
Exploitation) — systematycznej upowszechniajacej aktywnosci demonstrujgcej polskiemu przemystowi realne
mozliwosci specjalizowanej mikroelektroniki. Obecne dokumenty UE nie przewidujq skutecznych dziatar w tym
obszarze.

5.3. Odwrécona logika: innowacje zamiast produkcji

KIGEIT identyfikuje ,odwrécong logike” PSP jako pochodng odwréconej logiki UE. Oparta jest ona na wspieraniu
innowacji i B+R, ale jeszcze bez zdefiniowanych narzedzi budowy popytu i skali produkcji. W modelu
warstwowym ekosystemu ICT, B+R jest elementem przekrojowym, ktory musi by¢ powigzany z warstwami
produkcyjnymi i catg politykg przemystowa.

5.4. Infrastruktura produkcyjna: przemyst vs. akademia

PSP stusznie stwierdza, ze Polska nie dysponuije linig pilotazowa. Eksperci KIGEIT zwracajg jednak uwage na
ryzyko umieszczenia linii produkcyjnej w sektorze akademickim, bo to ostabia wrazliwo$¢ na rachunek
ekonomiczny. Wieloletnie doswiadczenia krajowe (siegajace czasow CEMI) i obserwacie realiow na styku nauki
i przemystu w czotowych krajach wskazujg, ze wspotpraca jest konieczna, ale przywodztwo i wsparcie powinno
naleze¢ réwniez do przemystu, gdzie optacalnos¢ jest warunkiem istnienia.

Przyktad: PW/CEZAMAT deklaruje mozliwos¢ produkcji do 100 000 przyrzadow rocznie w kilku technologiach.
Przy 200+ chipach na ptytce i 50% uzysku daje to ok. 4 plytki dziennie — rozdzielone na kilka technologii.
Dla inzyniera z praktykq przemystowa jest oczywiste, ze przy tak sSladowej produkcji, utrzymanie stabilnosci
technologii i jakosci wiaze sie z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami, wiec jest to praktycznie
niemozliwe. Mikroelektronika jest przemystem duzej skali, gdzie 10 min szt. rocznie to produkcja niewielka.
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Dla stabilizacji takiej dziatalnosci konieczne jest okreslenie ,lokalnych warunkéw opfacalno$ci’ co najmnie;
w skali europejskiej, a to wymaga wspdtpracy w ramach tej skalli.

5.5. Pominiecie sektora PCB/PCBA/EMS w PSP

Produkcja PCB w Europie: z 20% $wiatowej (2000) spadta do 2,8% (2024). Ponad 1 000 fabryk zamknigto.
Dokument MC nie adresuje przyczyn tej katastrofy, chociaz one nie znikty. PCB/PCBA sg zaklasyfikowane
ogobinie jako ,sektor EMS/OEM”, co utrudnia precyzyjne pomiary inwestycji i zatrudnienia, dostep do
dedykowanych instrumentéw wsparcia oraz wtgczenie do planowanych inicjatyw europejskich.

PCB/PCBA stanowig most miedzy projektowaniem a produkcjg w petni funkcjonalnych urzadzen dla sektorow
strategicznych: obronnos$ci (systemy radarowe, tgczno$ci, monitorowania), infrastruktury krytycznej (sterowniki
sieci energetycznych, kolejowych, SCADA), medycyny (urzadzenia diagnostyczne, pompy infuzyjne)
I automatyki przemystowej (PLC, sterowniki ruchu). Brak odrebnego ujecia PCB w strategii prowadzi do
niedofinansowania sektora, fragmentacji wysitkéw i zagrozenia dla suwerennosci technologicznej w sektorach
krytycznych. Wysytanie projektow PCB do krajow trzecich w celu wykonania ptytek to systemowe ujawnianie
know-how oddawanie gratis istotnej wiedzy projektowe;.

PSP powinien by¢ uzupetniony o wnioski ptynace z szerszych ram analizy, do jakich odwotuje sie hasto ,Silicon
to System”, oparte na petniejszym rozumieniu powigzan w warstwowym modelu ekosystemu ICT. Analiza
potrzeb, roli i poziomu produkcji PCB/PCBA/EMS pozwoli na precyzyjniejszg synchronizacje produktywnosci
warstwy przyrzadoéw p-p z popytem na te przyrzady.

5.6. Pominigcie Semicon Coalition

Deklaracja 27 panstw UE z wrzesnia 2025 r. - najszerszy konsensus polityczny w sprawie polityki
potprzewodnikowej. Polska poczatkowo byta obserwatorem, a obecnie juz sygnatariuszem. PSP nie nawigzuje
do tej inicjatywy.

5.7. Brak wymiaru obronnego

Wydatki obronne UE: 381 mid EUR (2025) — 750+ mld EUR (cel Polski - 5% PKB). ReArm Europe: 650 mid
EUR. Elektronika obronna wymaga suwerennych tancuchow dostaw. KIGEIT podkreSla, ze zwitaszcza
w przypadku produktow ,dual use” wszelkie préby lokowania ich produkcji na liniach zagranicznych powinny
napotyka¢ na duze bariery polityczne, prawne i biurokratyczne. Wtedy korzystanie z krajowych zdolnosci
produkcyjnych stanie sie konieczno$cig, nie wyborem.

5.8. Brak analizy barier regulacyjnych

PSP pomija:

ITA: odwrdcona struktura celna, ujemna ERP -2%;

brak kompensacji systemowych z tytutu kosztéw wyzszych ochrony srodowiska, pracy itd..;

brak Buy European Act w zamdwieniach publicznych;

fragmentacja zamowien obronnych UE (17 typdw czotgow, 27 ministerstw obrony);

brak polityki energetycznej dla fabow (premia kosztowa 25-40% wobec Azji);

brak systemu rezerw strategicznych materiatow dla PCB (miedz, laminaty, chemikalia) - zaleznos¢ od
azjatyckich dostawcow laminatdéw specjalizowanych.

5.9. Nieadekwatnos$¢ instrumentéw finansowych

Prog 100 min zt wyklucza wigkszos¢ polskich firm. KIGEIT postuluje instrumenty ukierunkowane na wzrost
wolumenu i dodaje, ze budzety poszczegoinych dziatan sq nieokreslone lub zanizone, zwtaszcza w zakresie
rozbudowy potencjatu badawczego i wytwérczego.

5.10. Park technologiczny — odwrdcona kolejnos¢

Postulowane utworzenie parku technologicznego jest planowane przedwczes$nie. Park powinien by¢ efektem
wczesniejszej budowy osrodkow B+R i produkcyjnych, wokot ktorych mogtby sie tworzy¢ — nie odwrotnie. 30 lat
polskich doSwiadczen z parkami technologicznymi pokazuje, ze efekty tworzenia parkow nie zawsze
odpowiadajg oczekiwaniom.
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6. Analiza wedtug filarow I-VII (konfrontacja z modelem warstwowym)

Filar Zakres MC Ocena Brakujace warstwy / postulaty

I Infrastruktura Z zastrzezeniami | B+R bez fabryki = eksport IP; PDK wymaga dostepu do linii; DCE do
przetamania kregu niemozno$ci

I Impuls panstwa Krytyczna Tylko chipy; brak PCB/PCBA/EMS i produktéw krytycznych (poz. lI-IV);
CEZAMAT: 4 ptytki/dzien # stabilna technologia; linia pilotazowa moze
by¢ w CEZAMAT, ale musi by¢ przemystowa oparta na licenc;i

1l Wspétpraca regionalna | Z zastrzezeniami | Niedoszacowanie skali; firmy projektowe pracujg gtownie na eksport
i miedzynarodowa tracac wartos¢ IPR; wsparcie skalowania, wspoine projekty
inwestycyjne reforma ITA, wdrozenie Buy European

v Inwestycje i | Niedostateczna Prog 100 min zt; budzety zanizone lub nieokre$lone; ulgi inwestycyjne
finansowanie

V Kadry i edukacja Krytyczna Polityka, ksztatcenie, ochrona rynku

Vi Energia i woda Z zastrzezeniami | Park tech. przedwczesny; brak polityki energetycznej, rezerwy

materiatdw PCB; architektura operacyjna ryzykowna

Vil Chemikalia i surowce Niedopracowana | Brak wiedzy o stanie wymiaru europejskiego

Postulujemy uzupetnienie tej listy o filar VIl ,Otoczenie prawne”, ktory byt przedmiotem bardzo duzego
zainteresowania adresatem wielu postulatow w procesie konsultacyjnym dot. SPR 2035. W ramach tego
brakujacego filaru mamy szereg postulatow dot. modernizacji krajowego prawa gospodarczego, mechanizmow
jego wykonywania, prawa UE oraz uméw miedzynarodowych.

7. Kadry i edukacja — wyzwanie fundamentalne

KIGEIT zwraca uwage na znaczenie Filaru V PSP. Przywotujemy stowa Morrisa Changa (zatozyciela TSMC):
zrodtem sukcesu tajwanskiej mikroelektroniki sg kadry — ,substantial supply of high quality and dedicated
engineers, technicians, operators willing to work in manufacturing” — z podkresleniem stabilno$ci zatrudnienia
(low turnover rate).

Proponujemy sprawdzi¢, czy PSP nie przecenia liczby dostepnej kadry, zwtaszcza o kwalifikacjach w technologii
potprzewodnikowej. Wymagane jest nie tylko stworzenie mozliwosci edukacyjnych, ale przede wszystkim
systemu zachet budujacych atrakcyjng Sciezke kariery. To zadanie lezy bardziej w obszarze psychologii
spotecznej niz finansow — mtodzi ludzie muszg by¢ przekonani, ze podejmujac trudne studia mogq liczy¢ na
atrakcyjng kariere zawodowa.

Cennym zasobem sg powracajacy do Polski specjalisci — inzynierowie, ktorzy opuscili kraj i zdobyli
do$wiadczenie na liniach produkcyjnych i w laboratoriach czotowych $wiatowych producentéw. Strategia
powinna aktywnie wciggac te grupe do transferu wiedzy i budowy kompetencii.

Z zadowoleniem odnotowujemy, ze PSP uwzglednia wykorzystanie wiedzy seniorow pamietajgcych okres, gdy
w Polsce opracowywano i produkowano komercyjnie mikroprocesory, uktady ASIC i fotodiody lawinowe APD.

8. Kontekst europejski i miedzynarodowy
8.1. Silicon to Systems: stanowisko europejskiego przemystu

Dwa kluczowe dokumenty europejskiego przemystu skierowane do Komisji Europejskiej potwierdzajg diagnoze
zawartg w niniejszej opinii. Stanowisko z wrze$nia 2025 (,/ndustry endorsement of the Semiconductor Coalition
declaration”) oraz pozycja z listopada 2025 (,Review EU Chips Act: Europe needs a Chips Act Plus”) stwierdzaja,
ze same chipy — zarbwno zaawansowane, jak i dojrzate — nie wystarcza. Konieczne sg bezpieczne,
kompleksowe tancuchy warto$ci od krzemu do systeméw (Silicon to Systems) dla przemystéw krytycznych.
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Dodatkowym argumentem jest to, ze warto§¢ dodana wnoszona przez nowoczesna mikroelektronike
generowana jest gtownie nie na etapie produkcji chipéw, lecz w obszarze produkcji sprzetowej — co
potwierdza ranking najcenniejszych marek, gdzie dominujg firmy technologiczne wykorzystujace
mikroelektronike w produktach koncowych.

Stworzenie bardziej jednolitego rynku UE potrzebne jest Polsce do przyspieszenia tempa rozwoju pod
warunkiem bardziej kompleksowego podejscia do polityki PSP obejmujacej caty ekosystem ICT.,

8.2. ITA jako bariera strukturalna

ITA (1996) + ITA Il (2015): zerowe cta na gotowe wyroby, cta na materiaty. W kontekScie modelu warstwowego:
ITA demotywuje inwestycje w fundament ekosystemu, powodujac jego systematyczng erozje.

8.3. Dzwignie negocjacyjne’

Sita ponownie stata sie podstawowym argumentem w Swiatowej rywalizacji gospodarczej, co zaowocowato
wojng handlowa. Musimy zaakceptowaé fakt, ze USA dynamicznie przechodzg z relacji multilateralnych
opartych na zasadach do relacji bilateralnych wymuszanych z pozycji sity. Jesli UE ma przetrwac (co jest
w zywotnymi interesie Polski) powinna sie do tego faktu szybko dostosowac, szczegolnie w obszarze polityki
potprzewodnikowej, stanowigcej szczegoinie konfliktowy obszar ekosystemu ICT.

UE, tak jak USA, rowniez ma zdolno$¢ do negocjacji z pozycji sity. Rekomendujemy polskiemu rzadowi
wspieranie takiej polityki na poziomie UE. Dysponujemy wieloma atutami takimi jak: dostep do jednego z trzech
najwigkszych rynkdéw na Swiecie, subsydiami, ctami, normami i standardami i przewagami technologicznymi
nawet w technologiach ekosystemu ICT (np. monopol ASML na EUV? - 32,7 mid EUR przychodéw 2025 =
europejski punkt kontrolny na poziomie 0 modelu warstwowego; zaden zaawansowany fab nie dziata bez
ASML). PSP nie bierze pod uwage mozliwosci wykorzystania tego typu atutéw, poniewaz element aktywnosci
migdzynarodowej w odbudowie ekosystemu ICT nie jest dostatecznie uwzgledniony.

Powinnidmy sobie takie argumenty wypracowac i korzysta¢ z nich w procesach negocjacyjnych. Polska jest
waznym partnerem gospodarczym Niemiec, zrodtem olbrzymich korzysci dla Holandii itd.. Z tego powodu
powinniSmy domagac sie wzajemnosci — dbatosci o rozwdj polskiego ekosystemu ICT, ktére podupadt gtownie
z powodu btednej polityki UE w minionych 30-u latach.

8.4. Wspotpraca regionalna: realizm vs. ambicja

PSP postuluje mikroregion Polska-Czechy-Saksonia. KIGEIT ocenia te koncepcje jako trudng do realizacji ze
wzgledu na ogromne dysproporcje poziomu rozwoju przemystu potprzewodnikowego w tych krajach. Znacznie
bardziej realistyczna bytaby wspotpraca polskiego przemystu elektronicznego (EMS/sprzet) z niemieckim
i francuskim przemystem pdiprzewodnikowym, wykorzystujaca komplementarnos¢ kompetenciji, potrzeb
i specjalizacii.

Natomiast z uznaniem nalezy podej$¢ do koncepcji rozwoju przemystu pétprzewodnikowego na Slasku —
stworzytoby to perspektywe transformacji przemystowej, z wykorzystaniem istniejacych kompetencji i potencjatu
edukacyjnego AGH.

8.5. Ryzyka subsydiowania enklaw

ESMC Drezno: TSMC kontroluje IP, europejscy partnerzy majg po 10%. Inwestycje motywowane wytacznie
dotacjami nie budujgq ekosystemu. Foxconn Wisconsin, TSMC Arizona, Intel Magdeburg i CyberMicro
potwierdzaja; bez tancucha wartosci i dtugofalowej woli politycznej zadna dotacja nie zapewni trwatej produkcji.

8.6. Precedensy historyczne

o USA: 4% PCB, brak MLCC, CHIPS Act krytykowany za enklawy bez ekosystemu.
e Japonia: z>50% do ~9% chipdw, ale utrzymata ekosystem dzigki Keiretsu3.

T ASML to holenderska firma technologiczna z siedzibg w Veldhoven, specjalizujgca sie w produkcji systeméw litograficznych
2 EUV (Extreme Ultraviolet) — kluczowa technologia potrzebna do wytwarzania najbardziej zaawansowanych chipéw
3 oznacza ,system” lub ,sie¢ powigzan”
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9.

e Chiny: 150-200 mld USD, ~18% foundry, budowaty caty ekosystem, nie faby.
e Tajwan: 71% foundry = 40 lat polityki z petnym taricuchem + kadrami (Morris Chang).

e Polska/CyberMicro: projekt linii pilotazowej 2017/18, porzucony z przyczyn politycznych —
ostrzezenie przed powtarzaniem bteddw.

Rekomendacje KIGEiT

W Swietle powyzszej analizy, przedstawiamy rekomendacije KIGEIT.

9.1. Postulaty dot. wspétpracy miedzynarodowej na poziomie UE

1.

ook W

Zaangazowanie w proces wychodzenia z porozumienia ITA i Memorandum e-commerce.

Buy European Act — 60-75% europejskiej zawarto$ci (Stanford-Vienna 2025: zgodno$¢ z WTO).
Konsolidacja zaméwien obronnych — EMAT z wymogiem europejskiego pochodzenia.

Strategia ,mature-node-first’ — wezty 228 nm (67-70% produkcji).

Fundusz cierpliwego kapitatu — 50 mid EUR, horyzont 15-20 lat.

Budowa nowych dzwigni negocjacyjnych w negocjacjach z krajami trzecimi takich jak dostep do technologii,
produktéw, rynku, réwniez w innych segmentach gospodarki.

Wspdtpraca PL-DE - polski EMS/sprzet + niemiecki przemyst pdtprzewodnikowy (realistyczniejsza niz
mikroregion PL-CZ-Saksonia). Wypracowanie polskiej pozycjg negocjacyjnej w tym aspekcie mogg by¢
rownolegte przygotowania alternatywnych modeli wspotpracy np. z Francjg lub Wiochami.

9.2. Dziatania na poziomie krajowym

1.

10.

1.

12.

Przeformutowanie celu — odbudowa zastosowan specjalizowanej mikroelektroniki w polskim
przemysle, z priorytetem obronnosci i infrastruktury krytycznej.

Model warstwowy ekosystemu ICT jako rama polityki — zamiast ,chips-only”, realizacja ,Silicon to Systems”
(dokumenty branzy EU IX/XI 2025). To otwiera droge do nowych materiatdw i przyrzadéw dla
energoelektroniki i fotoniki.

Pilotazowa linia produkcji ASIC — przemystowa (nie akademicka), z licencjg technologiczng, wspierana
porozumieniami na szczeblu politycznym, sasiadujaca z linig doSwiadczalng (aktualizacja koncepcii
CyberMicro).

Polityka popytowa — preferencje w zamdwieniach publicznych, wdrozenia pilotazowe w obronnosci.

Dziatania DCE - systematyczne upowszechnianie mozliwosci ASIC ws$rod polskiego przemystu dla
przetamania kregu niemoznosci.

Wsparcie skalowania istniejgcych firm — instrumenty na wzrost wolumenu, ulgi inwestycyjne w obszarach,
w ktorych utworzono warunki trwatej optacalnosci.

Kadry: Sciezki kariery i diaspora — system zachet budujgcych perspektywe kariery; aktywne wigczenie
powracajgcych specjalistow.

Korekta sekwencii: produkcja przed parkiem — park technologiczny jako efekt a nie punkt wyjScia budowy
ekosystemu.

Dedykowane wsparcie PCB/PCBA - 300-500 min PLN, prég 10-20 min zh moderizacja linii
(automatyzacja, AOI/ICT, traceability, cyberbezpieczenstwo); stworzenie komercyjnych podstaw do
tworzenia rezerw strategicznych materiatow na 3-6 miesiecy.

Zamowienia pre-komercyjne (PCP) — kompletne platformy sprzetowe (chip — PCB — montaz —
integracja) dla obronno$ci, infrastruktury krytycznej, medycyny i automatyki.

Kotwica obronna — wymogi europejskiej zawartosci elektronicznej w obronnosci, infrastrukturze i zaktadach
produkcji strategicznej

Ochrona prawna strategii dtugoterminowych — prawna niezaleznos¢ od cyklu wyborczego, porozumienia
miedzyresortowe (lekcja CyberMicro).
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10. Podsumowanie

KIGEIT postuluje utworzy¢ jasny spis zadan dla strony rzadowej, ktéry bedg stuzy¢ rzeczywistej realizacii
przyjetego celu w podziale na 3 grupy.
1. Zdefiniowanie polityki budowy warunkéw dla optacalnej dziatalnosci produkcyjnej przemystu ICT

w UE, a w szczegdlnoSci zbior zadan majacych na celu likwidacje warunkow, ktére doprowadzity do
katastrofy ekosystemu ICT w UE i zahamowaty rozwdj technologiczny Polski.

2. Opis zbioru narzedzi finansowych adekwatnych do celéw i niezbednego przyspieszenia procesu
rewitalizacji zaktadow produkcyjnych ekosystemu ICT, uwzgledniajacych warunki optacalno$ci kazdego
typu produkcji w Polsce i UE.

3. Zdefiniowanie nakladéw na edukacje, nauke i B+R o skali adekwatnej do wielkosci i rodzaju wspieranych
oraz finansowanych projektow rewitalizacji przemystu produkcyjnego.

Deklarujemy, wspotprace naszych ekspertow w pracach nad zdefiniowaniem spisu zadan dla strony rzadowej,
ktére bedq stuzy¢ rzeczywistej realizacji dokumentu ,Polska w grze o przyszto$¢ — polityka dla sektora
pofprzewodnikow 2026+”. Celowe bytoby przeprowadzenie spotkania ekspertéw KIGEIT i rzadowych.
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Zatacznik do pisma: KIGEiT/515/04/2026

Ekosystem elektroniczno-cyfrowy (ICT)
Definicja strukturalna

Niniejsza definicja ekosystemu elektroniczno-cyfrowego zostata opracowana przez Krajowg lzbe
Gospodarczg Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) jako narzedzie do komunikacji przemystu
z administracjg rzadowa odpowiedzialng za polityke przemystowa - na podstawie raportu U.S. DoC/DHS
(2022), uzupetniona o fundament produkcyjny w Swietle koncepcji Silicon to Systems (Call To Action,
IPC/GEA)

1. Dysfunkcyjnos$¢ produktowego opisu ekosystemu ICT

Definicja ,ekosystemu ICT” uzyta m.in. w raporcie U.S. Department of Commerce z 2022 r. ma charakter
funkcjonalny, gdyz ogranicza si¢ do wskazania gtéwnej funkcji — wytwarzania sprzetu i oprogramowania.
W tym celu identyfikuje cztery filary produktowe: sprzet komunikacyjny, sprzet obliczeniowy, urzadzenia
korcowe i oprogramowanie krytyczne. Jest to taksonomia poprawna jako klasyfikacja produktow
korcowych, a nie definicja ekosystemu gospodarczego, gdyz pomija fundament, na ktérym te cztery filary
sie opieraja. Nie wskazuje co jest niezbedne, by wskazane grupy sprzety i oprogramowanie mogty by¢
wytwarzane.

Raport amerykanski w sekcji dot. podatno$ci systemowych stwierdza, ze pierwszq staboscig jest ,brak
krajowego ekosystemu produkciji elektroniki” (lack of domestic electronics manufacturing ecosystem).
|dentyfikuje trzy warstwy produkcyjne (komponenty bazowe, montaz posredni, produkty koncowe),
a pdiprzewodniki wydziela jako oddzielng kategorie krytyczng. Nie wycigga jednak z tego wniosku
strukturalnego: ze te warstwy produkcyjne nie sg ,opcjonalnym dodatkiem” do filaréw produktowych, lecz
warunkiem ich istnienia.

Definicja czterech filaréw bez fundamentu produkcyjnego jest jak opis budynku przez wyliczenie pigter —
bez wzmianki o fundamencie i konstrukcji nosnej. Moze stuzy¢ celom klasyfikacyjnym, ale nie moze
stuzy¢ za podstawe strategii odbudowy suwerennoéci technologicznej, bo nie méwi, z czego musi
sktada¢ sie ekosystem, aby catos¢ konstrukcji byta stabilna. Definicja musi rowniez zawieraC sens
istnienia tego budynku — jego funkcje w gospodarce.

Zrodia tej stabosci tkwig w latach 90-ych, gdy polityka gospodarcza wysokorozwinietych krajow
zachodnich byta oparta na przekonaniu, Ze globalizacja pozwoli na wyniesienie fundamentu
produkcyjnego do krajow rozwijajacych. W tym zatozeniu przyjeto, ze przewaga kompetencyjna,
polityczna i militarna pozwoli utrzymywa¢ stan, w ktérym kapitat zainwestowany w $rodki produkcji
w krajach rozwijajacych sie bedzie generowat marginalnie niskie zyski, natomiast wiekszos¢ wartosci
dodanej bedzie monetyzowana na poziomie B+R oraz sprzedazy, w tym sprzedazy ustug. Na tej
krétkowzrocznej wizji oparto porozumienie ITA, co doprowadzito do upadku ekosystemu cyfrowo-
elektronicznego w UE.

2. Petna definicja ekosystemu elektroniczno-cyfrowego
2.1. Zasada konstrukcyjna: model warstwowy ,,od materiatu do systemu”

Ekosystem elektroniczno-cyfrowy nalezy definiowac nie jako zestawienie kategorii produktowych, lecz
jako wielowarstwowg, strukture, w ktorej kazda warstwa jest warunkiem koniecznym istnienia warstw
wyzszych. Proponujemy model warstwowy sktadajacy sie z fundamentu i pieciu poziomow,
uzupetnionych o dwa elementy przekrojowe.
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2.2. Struktura warstwowa ekosystemu ICT

Poziom Warstwa Zakres
V Produkty i ustugi Sprzet komunikacyjny, obliczeniowy, urzgdzenia koncowe, ustugi cyfrowe,
koficowe platformy chmurowe
v Integracja  systemowa | Montaz koncowy, testowanie, integracia sprzetowo-programowa, firmware,
(EMS/OEM) walidacja
1l Montaz  elektroniczny | Montaz SMT/THT, lutowanie, inspekcja AOI/AXI, testowanie ICT/FCT, montaz
(PCBA) podzespotow
I Komponenty a) Potprzewodniki: front-end (fab), back-end (pakowanie,
| podzespoty testowanie), projektowanie (IP, EDA),
b) PCB/substraty IC: ptytki jedno- i wielowarstwowe, HDI,
substraty organiczne i ceramiczne,
c) Komponenty pasywne: rezystory, kondensatory, cewki, filtry,
d) Ztacza, kable, elementy elektromechaniczne,
e) Fotonika, MEMS, czujniki.
I Materiaty i chemikalia Monokrysztaty krzemowe (wafle), materiaty I1l-V (GaN, SiC, GaAs)
Laminaty miedziane, prepregi, fotorezysty, developery, gazy procesowe
Metale (Cu, Au, Al, W, Co), cele napylajace, materiaty CMP
Materiaty do pakowania (epoksy, drut bondingowy, leadframe'y)
0 FUNDAMENT: Sprzet | Litografia (ASML, Canon, Nikon), trawienie, depozycja, implantacja
produkcyjny Sprzet do produkcji PCB (wiertarki, laminatory, galwanizernie)
i infrastruktura Linie montazowe SMT (pick-and-place, reflow, wave soldering)
Cleanroomy, infrastruktura energetyczna i wodna, systemy oczyszczania
Elementy Warstwa Zakres
przekrojowe
A Al, oprogramowanie i IPR Narzedzia EDA, firmware, systemy operacyjne, sterowniki, biblioteki
open-source, wiasnos¢ intelektualna (rdzenie IP), modele Al/ML
B Kadry, edukacja i B+R Uczelnie techniczne, instytuty badawcze (IMEC, Fraunhofer,

Lukasiewicz), inzynierowie procesu, projektanci, technolodzy, linie
pilotazowe, prototypownie

2.3. Uzasadnienie struktury: kazda warstwa warunkuje wyzsze

Struktura warstwowa odzwierciedla fizyczne zaleznosci technologiczne, ktére nie sg negocjowalne:

e Bez poziomu 0 (sprzetu produkcyjnego) nie mozna wytworzy¢ Zzadnego materiatu ani
komponentu. ASML jest jedynym dostawcag litografii EUV na Swiecie — jest to europejski wezet
kontrolny o znaczeniu rownym TSMC.

e Bez poziomu | (materiatéw) nie mozna uruchomi¢ produkcji. Monokrysztat krzemowy (Shin-Etsu,
SUMCO - 80% Swiatowej produkcji w Japonii) jest warunkiem istnienia kazdego chipa. Laminaty
miedziane sg warunkiem istnienia kazdej PCB.

e Bez poziomu Il (komponentéw) nie mozna zamontowac¢ niczego. Pdtprzewodnik bez PCB, na
ktorej jest zamontowany, i bez komponentow pasywnych, ktore zapewniajg mu zasilanie
i filtrowanie sygnatdw, jest bezwartosciowy. Struktury potprzewodnikowe to komponenty, ktére sg
,moézgami”, ktore wymagajq ,uktadu nerwowego i szkieletu”. Chipy to obecnie komponenty
krytyczne, ale takimi sg réwniez ptytki PCB.
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e Bez poziomu lll (montazu PCBA) nie istnieje fizyczny produkt. Chip zaprojektowany w Gdarisku,
wyprodukowany przez TSMC i przywieziony do Europy nie staje sie routerem ani modutem
radarowym, dopoki nie zostanie zamontowany na PCB wraz z setkami innych komponentow.

e Bez poziomu IV (integracji) nie ma gotowego systemu. Montaz elektroniczny nie koriczy procesu
— produkt musi by¢ zintegrowany z obudowa, oprogramowaniem, przetestowany jako cato$¢
i certyfikowany.

e Poziom V (produkty koricowe) to to, co widzi uzytkownik — ale jest jedynie wierzchotkiem struktury,
ktérej stabilno$¢ zalezy od wszystkich nizszych warstw.

2.4. Odnosnik do ITA: inwersja celna uderza w fundament i dolne warstwy

Struktura warstwowa wyjasnia, dlaczego inwersja celna wywofana przez porozumienie ITA jest tak
destrukcyjna. ITA znosi cta na produkty z pozioméw IlI-V (gotowe montaze, systemy, urzadzenia), ale
nie obejmuje materiatéw i chemikaliéw z poziomu | ani cze$ci sprzetu z poziomu 0. Producent europejski,
ktory chce budowac zdolnosci na dolnych poziomach struktury, jest obcigzony ctami na potprodukty
i konkuruje z bezctowym importem gotowych wyrobdw z gérnych poziomoéw. ITA strukturalnie
demotywuje inwestycje w fundament ekosystemu.

3. Definicja operacyjna

Ekosystem elektroniczno-cyfrowy (ICT) to wielowarstwowa struktura przemystowo-technologiczna
obejmujaca:

o fundament - sprzet produkcyjny (litografia, trawienie, depozycja, linie SMT) oraz infrastrukture
(cleanroomy, energia, woda, oczyszczanie);

e pie¢ warstw produkcyjnych — od materiatéw i chemikaliow (1), przez komponenty i podzespoty
wraz z potprzewodnikami (1l), montaz elektroniczny PCBA (lll) i integracje systemowg EMS/OEM
(IV), do produktow i ustug koncowych (V);

e dwa elementy przekrojowe — oprogramowanie i wtasnos¢ intelektualng (EDA, firmware, IP,
Al/ML) oraz kadry, edukacje i B+R (uczelnie, instytuty, linie pilotazowe),

w ktérej kazda warstwa jest warunkiem koniecznym istnienia warstw wyzszych, a suwerennos¢
technologiczna parstwa lub bloku panstw jest funkcjg zakresu kontroli nad wszystkimi warstwami
tacznie.

3.1. Implikacje definicji dla polityki przemystowej
Z powyzszej definicji wynikajq trzy zasady, ktére powinny kierowac politykg przemystowa;

e Zasada kompletnosci: Strategia sektorowa musi obejmowac wszystkie warstwy modelu, nie tylko
wybrane. Podejscie ,chips-only” (koncentracja na ptprzewodnikach z pominigciem PCB, EMS,
materiatéw) jest rownoznaczne z budowa pietra bez fundamentéw. To wiasnie jest istota koncepcji
,Silicon to Systems” (Call To Action, IPC/GEA).

e Zasada priorytetowosci dolnych warstw: Warstwy nizsze sg strategicznie wazniejsze,
poniewaz warunkujg wszystkie wyzsze. Utrata kontroli nad materiatami (poziom 1) lub sprzetem
produkcyjnym (poziom 0) jest bardziej krytyczna niz utrata konkretnego producenta urzadzen
koricowych (poziom V). ASML (poziom 0) i Shin-Etsu (poziom 1) sq strategicznie wazniejsi niz
producent routeréw (poziom V).

e Zasada spojnosci regulacyjno-celnej: Rezim celny i regulacyjny musi by¢ spojny ze strukturg
warstwowa — nie moze ostabia¢ dolnych warstw (cta na materiaty) przy jednoczesnym otwieraniu
gérnych warstw na bezctowy import (ITA). Efektywna stopa ochrony musi by¢ co najmniej
neutralna na kazdym poziomie modelowania, tacznie z modelowaniem biznesowym w UE.
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4. Poréwnanie z dotychczasowa definicja

Kryterium Definicja 4-filarowa (raport US DoC) Definicja warstwowa (Silicon to Systems)
Struktura 4 kategorie réwnorzedne (filary) Model warstwowy: fundament + 5 warstw
+ 2 przekrojowe
Pétprzewodniki Wydzielone poza definicje (osobna ocena) | Poziom Il - integralna cze$¢ ekosystemu
Materiaty i chemikalia Nieuwzglednione Poziom | - fundament produkcyjny
Sprzet produkcyjny Nieuwzgledniony Poziom 0 — warunek istnienia ekosystemu
PCB / substraty IC Wzmianka w fancuchu dostaw, nie w | Poziom Il - réwnolegty z pdtprzewodnikami
definicji
Montaz (EMS/PCBA) Wzmianka w tancuchu dostaw, nie w | Poziomy IlI-IV - krytyczne ogniwa
definicji
Hierarchia zaleznosci Brak - filary réwnorzedne Jednoznaczna: warstwa nizsza warunkuje
Wyzszg
Przydatno$¢ dla polityki | Klasyfikacja produktéw Narzedzie identyfikacji luk strategicznych

5. Zastosowanie: analiza luk polskiego ekosystemu

Definicja warstwowa pozwala natychmiast zidentyfikowac luki strategiczne polskiego ekosystemu na
kazdym poziomie:

Poziom Stan w Polsce Luka Priorytet

0 — Sprzet Brak producentéw sprzetu do fabrykatéw Krytyczna Dtugoterminowy

| - Materiaty Brak krajowej produkcji wafli Si, laminatéw, gazéw; | Krytyczna Pilny (reforma ITA)
obcigzenie ctami ITA

Il - Komponenty Projektowanie: silne (DCD-SEMI, ChipCraft, VIGO). | Czesciowa Strategiczny
Produkcja (fab): brak

[Il- PCBA Rosnacy sektor EMS; 5. rynek w Europie Umiarkowana Wzmocnienie

IV — Integracja Czesciowe zdolnoSci (obronno$¢, automatyka) Znaczaca Rozwoj

V/ - Produkty Gtéwnie montaz zagranicznych projektow Znaczaca Dtugoterminowy

A - Software/IP Silne: Intel Gdansk, Synopsys, DCD-SEMI IP Niewielka Utrzymanie

B - Kadry/B+R Dobre uczelnie; drenaz médzgdw; brak linii pilotazowych | Cze$ciowa Pilny

Analiza ta pokazuje strukture ,klepsydry” polskiego ekosystemu: silne kompetencje na poziomie
software/IP (A) i rosnacy montaz (l11), ale krytyczne luki na dolnych poziomach struktury (0, I, Il) — tam,
gdzie tworzy sie prawdziwa warto$¢ dodana i gdzie lezy fundament suwerennosci technologiczne;.

6. Wniosek

Definicja ekosystemu ICT musi odzwierciedlac jego fizyczng nature: jest to struktura warstwowa, w ktore;
kazda warstwa jest zbudowana na nizszej. Cztery filary produktowe z raportu amerykanskiego opisujg
jedynie to, co widoczne na powierzchni. Model warstwowy ,0d materiatu do systemu” pokazuje catg
konstrukcje — tacznie z fundamentem, ktdrego brak jest gtownym Zrodtem europejskiej i polskiej
podatnosci strategiczne;.

Strategia ,Polska w grze o przysztos¢ 2026+”, ktéra postuguje sie pojeciem ekosystemu
potprzewodnikdéw” bez zdefiniowania jego petnej struktury warstwowej, ryzykuje powielenie btedu
podejscia chips-only — inwestowanie w wybrane warstwy bez zabezpieczenia fundamentu.
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Zatacznik do pisma: KIGEiT/515/04/2026

Porozumienie ITA
pierwotna przyczyna degradacji ekosystemu ICT UE

Materiat analityczny Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikaciji (KIGEiT)
pazdziernik 2025 (zaktualizowany marzec 2026)

Wstep

W ramach prac wynikajacych z udziatu w projekcie ,Call to Action* KIGEIT opracowata i przedstawita na
poziomie UE (czerwiec 2025) swojg opinie na temat wptywu porozumienia ITA na upadek ekosystemow
ICT w UE i USAS. Poczatkowo nasze stanowisko wzbudzito zdziwienie, ale tez przyznano nam racje,
ze wejscie w zycie tego porozumienia rzeczywiscie stworzyto bardzo niekorzystne warunki dla rozwoju
catego ekosystemu ICT (elektronicznego/cyfrowego).

To porozumienie, a wiasciwie lobbing i interesy wielkich korporacii, ktére byty rzeczywistymi autorami
tego porozumienia, wptyneto na ksztatt prawa UE. W ten sposob system zamowien publicznych i ochrony
konkurencyjno$ci zaczely systematycznie niszczy¢ konkurencyjnos¢ przemystu bedacego bazg
sprzetowg cyfryzacji w USA oraz catego przemystu sprzetowego i oprogramowania w UE.

Legenda, ktorg sprzedawaty organizacje lobbingowe dziatajace na zlecenie wspomnianych korporacji
brzmiata prosto. ,Ro$nie i nadal bedzie rosto znaczenie technologii ICT w gospodarce. Dominacje
w zakresie ICT bedziemy pogtebia¢ poprzez zwiekszone naktady na B+R oraz kontrole handlu
Swiatowego. To wymaga wigkszych naktaddw. Zwiekszenie naktadow na B+R jest moZliwe poprzez
outsource’ing produkcji do krajéw rozwijajacych sie. Nasza dominacja bedzie niezagrozona, gdyz
kontrolujac Swiatowy handel — kontrolujemy IPR”.

Juz w momencie dyskusji na temat ITA nie brakowato gtosow, ze wyprowadzanie produkcji to
wyprowadzanie know-how. Wskazywano, ze nie mozna mie¢ kompetencji i IPR bez statego kontaktu
z produkcja. KIGEIT byfa jedng z wielu organizacii, ktore zgtaszaty te obawy, a p6zniej aktywnie dziatata,
by minimalizowa¢ negatywne skutki oddziatywania tego porozumienia na polskg gospodarke. Dzieki
temu mamy nadal relatywnie silny przemyst EMS/PCB/PCBA.

Jednak to nie zmienia faktu, ze bez zakonczenia lub gtebokiej weryfikacji ITA, wszelkie wysitki na rzecz
odbudowy ekosystemu ICT w UE skazane sg na niepowodzenie.

Istota Porozumienia ITA

Porozumienie o Technologiach Informacyjnych (Information Technology Agreement, ITA8) zawarte
w ramach WTO w 1996 r. jest powszechnie przedstawiane jako wielostronny sukces liberalizacji handlu.
W istocie byto ono instrumentem amerykanskiej strategii handlowej, ktérego konstrukcja stworzyta
systemowy mechanizm podcinajacy europejskg produkcje w catym tancuchu wartosci elektroniki
uzytkowej i profesjonalnej, poczynajac od materiatdw bazowych a kofczac na systemach cyfrowych.
Po 30 latach mozna stwierdzi€, ze zniszczyto to wiekszo$¢ produkcji sprzetowej w USA i jest strukturalng
przyczyng deindustrializacji elektronicznej Europy.

4 https://kigeit.org.pl/2024/06/11/kigeit-podpisala-apel-o-opracowania-strategii-dla-europejskiego-przemyslu-elektronicznego/

5 https://kigeit.org.pl/2024/06/10/apel-o-wsparcie-dla-pch-i-ems-jako-kluczowego-ogniwa-dla-rozwoju-krajowego-i-europejskiego-
przemyslu-elektronicznego/

6 https://www.wto.org/english/tratop_E/inftec_e/inftec_e.htm
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1. Geneza: od amerykansko-japonskiej wojny handlowej do globalnego
porozumienia

Samo zrozumienie faktu bez gtebszego zrozumienia przyczyn, ktére doprowadzity do podpisania tego
porozumienia nie mozna liczy¢ na reindustrializacje UE, a wiec rowniez Polski.

1.1. Amerykansko-japonskie porozumienie pétprzewodnikowe

ITA nie powstato w prozni. Jego bezposrednim poprzednikiem byto bilateralne porozumienie
potprzewodnikowe USA - Japonia z 1986 r. (US-Japan Semiconductor Agreement), podpisane
2 wrzesnia 1986 r. pod grozbg amerykanskich sankcji na podstawie Sekcji 301 ustawy handlowe;.
Miedzy 1978 a 1986 r. amerykanski udziat w rynku DRAM spadt z 70% do 20%, podczas gdy japoriski
wzrost z ponizej 30% do 75%. USA wymusity na Japonii trzy koncesje: zaprzestanie dumpingu chipéw
DRAM na rynkach amerykanskim i wobec panstw trzecich, otwarcie rynku japonskiego do docelowego
20% udziatu firm zagranicznych (cel osiagniety dopiero w 1992 r.) oraz ustanowienie systeméw
monitorowania cen minimalnych (fair market value) obliczanych kwartalnie przez Department of
Commerce.

Porozumienie to ustanowito precedens: amerykanska polityka handlowa w sektorze potprzewodnikow
nie podlegata zwyktym regutom wielostronnym, lecz byta ksztattowana przez bilateralng presje
dyplomatyczna, za ktorg staty konkretne interesy amerykanskich korporacji — w tym SIA (Semiconductor
Industry Association), zatozonej w 1977 r. przez m.in. Roberta Noyce’a z Intela.

Porownujgc owczesne i obecne dziatania USA trzeba sobie zadac pytanie, co nalezy zrobic, aby obecne
zmiany nie staty sie powtdrka z przesztosci.

1.2. Od bilateralizmu do multilateralizmu: geneza ITA

Po osiggnieciu celéw wobec Japonii, amerykariska strategia ewoluowata od bilateralnego zarzadzania
handlem (managed trade) ku wielostronnej liberalizacji — ale na warunkach korzystnych dla
amerykanskiego przemystu. Kluczowg role odegraly trzy organizacje branzowe: amerykanska ITI
(Information  Technology Industry Council), europejska EUROBIT (European Association of
Manufacturers of Business Machines) i japofiska JEIDA (Japan Electronic Industry Development
Association). W 1994-1995 r. organizacje te wspoinie lobbowaty za liberalizacjg cet na produkty IT.

Jednak inicjatywa polityczna byta jednoznacznie amerykanska. USTR (United States Trade
Representative) postawit ITA jako priorytet negocjacyjny na | Konferencje Ministerialng WTO
w Singapurze. Negocjacje prowadzita grupa Quad (USA, UE, Japonia, Kanada) w pierwszym pétroczu
1996 r., a porozumienie podpisano 13 grudnia 1996 r. przez 29 uczestnikow. Amerykanski cel
strategiczny byt jasny: zapewni¢ amerykanskim firmom technologicznym — ktore wtasnie przechodzity na
model fabless i outsourcowaty produkcje do Azji — bezctowy dostep do rynkoéw globalnych zaréwno dla
gotowych produktéw, jak i komponentow produkowanych w krajach o niskich kosztach.

2. Konstrukcja ITA: systemowa asymetria
2.1. Co obejmuje porozumienie — a czego nie obejmuje

ITA wyeliminowato cta na osiem szerokich kategorii produktéw: komputery i urzadzenia peryferyjne,
sprzet telekomunikacyjny, pdtprzewodniki, sprzet do produkcji potprzewodnikdw, oprogramowanie,
przyrzady naukowe, no$niki danych oraz czesci i akcesoria tych produktéw. Wdrozenie nastapito na
zasadzie Klauzuli Najwyzszego Uprzywilejowania (MFN) — koncesje celne obowigzywaty wobec
wszystkich cztonkow WTO, nie tylko sygnatariuszy ITA. Do 2000 r. cta miaty by¢ catkowicie zniesione.

Kluczowe jest to, czego ITA nie obejmowato: materiatow bazowych i chemikaliéw uzywanych
w produkcii elektroniki. Laminaty miedziane (pozycja taryfowa 7410210090, cto 5,2%), prepregi z zywicy
epoksydowej (3921905590, cto 6,5%), laminaty epoksydowe miedziane (74091900000, cto 4,8%),
laminaty z widkna szklanego FR4 (70197300000, cto 5,0%), laminaty proste miedziane (7410 1100 400,
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cto 5,2%), laminaty niemiedziane (70196100290, cto 7,0%) — wszystkie te materiaty, bez ktérych nie
mozna wyprodukowac ptytki drukowanej, pozostaty obcigzone ctami w wysoko$ci 5—7%. Rownoczesnie
gotowe plytki drukowane (PCB), jako produkty IT, wchodzity na rynek europejski z zerowym ctem.

KIGEIT wspierato (jako doradca) polskg delegacje na rozmowach w WTO podczas negocjacji
Porozumienia ITA. Udato si¢ dzigki temu odroczy¢ zniesienie cet dla wielu podzespotéw i komponentow
oraz niektorych wyrobow gotowych np. PC i radary wprowadzanych na rynek polski do 2002 roku (nie
byliSmy jeszcze cztonkiem UE i takie warunki zostaty zaakceptowane dla rynku polskiego).

2.2.Inwersja celna i negatywna efektywna stopa ochrony

Zjawisko, ktore powstato w wyniku ITA, ma w ekonomii handlu miedzynarodowego precyzyjng nazwe:
inwersja celna (fariff inversion) prowadzaca do negatywnej efektywnej stopy ochrony (negative
effective rate of protection, ERP). Wystepuje ona, gdy cta na surowce i potprodukty sg wyzsze niz cta na
produkt koricowy. W takim przypadku producent krajowy jest w gorszej sytuacji niz importer gotowego
produktu — ptaci cto na materiaty, a konkuruje z bezctowym importem gotowych wyrobow.

Badania WTO potwierdzity, ze sektor sprzetu komputerowego i elektroniki biurowej doswiadczyt
negatywnej efektywnej stopy ochrony rzedu -2%, w poréwnaniu z pozytywng stopg +5,5% sprzed
wejscia w zycie ITA (1995). Oznacza to, ze ITA nie tyle zniosto ochrong europejskiego przemystu
elektronicznego, co aktywnie karze produkcje krajowa — transformujac jg z dziatalnosci chronionej
w dziatalno$¢ dyskryminowana.

2.3. Mechanizm dziatania w praktyce

Aby zilustrowac skale problemu, rozwazmy europejskiego producenta ptytek drukowanych:
e Kupuje laminat miedziany importowany z Azji (praktycznie jedyni producenci) — ptaci 5,2% cta.
o Kupuje prepregi epoksydowe — ptaci 6,5% cta.

e Kupuje chemikalia procesowe (wytrawiacze, aktywatory, powtoki galwaniczne) — placi
dodatkowe cta.

o Wytwarza PCB, przetwarzajac te materiaty — ponosi koszty energii, pracy, amortyzacji, regulacii
REACH/PFAS.

e Konkuruje na rynku europejskim z gotowg PCB z Azji, ktéra wchodzi z zerowym ctem i jest
produkowana z uzyciem tych samych materiatéw zakupionych tam bez cta, z subsydiowanymi
kosztami energii, pracy i optat za korzystanie ze Srodowiska.

Efektywna roznica kosztowa wynikajgca wytacznie z asymetrii celnej — bez uwzglednienia subsydiow
azjatyckich, réznic w kosztach energii czy regulacji Srodowiskowych — szacowana jest na 3-5% ceny
produktu koncowego. W branzy o marzach rzedu 5-10% jest to roznica eliminujgca rentownosc.

3. ITA11(2015): pogtebienie problemu

W grudniu 2015 r. na Konferenciji Ministerialnej WTO w Nairobi 54 cztonkdw uzgodnito rozszerzenie ITA
(tzw. ITA Il lub ITA Expansion), obejmujace dodatkowe 201 produktdéw o tacznej wartosci handlu 1,3 bin
USD rocznie. Rozszerzenie objeto m.in. wielokomponentowe ukfady scalone (MCO), ekrany dotykowe,
nawigacie GPS, konsole do gier wideo, sprzet medyczny (MRI, USG) oraz nowej generacji
potprzewodniki i sprzet do ich produkcii.

ITA Il pogtebito asymetrie celowa — poszerzyto zakres wyrobow gotowych objetych stawkg zerowa, ale
nie skorygowato cet na materiaty bazowe i chemikalia produkcyjne. Lista produktéw objetych ITA II
zostata wynegocjowana ponownie pod silnym wptywem amerykanskich korporacji technologicznych.
Kazde rozszerzenie bezctowego importu gotowych wyrobdw elektronicznych, bez réwnolegtego
zniesienia cet na potprodukty, dalej pogtebia negatywng efektywng stope ochrony europejskiego
przemystu.
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Wydatoby sie, ze politycy UE i USA w roku 2015 roku juz powinni rozumie¢, jakie skutki przyniosto
obowigzujace porozumienia ITA i dokonajg odpowiednich korekt. Stato sie wrecz przeciwnie.

Dlatego mamy obowigzek poinformowaé polskich politykéw, ze w roku 2025 przedsiebiorcy UE i Polski
juz wiedzg, ze politycy nie rozumiejg problemu. Dlatego kolejne regulacje, programy i strategie cyfrowe
nie likwidujg przyczyn pierwotnych regresu ekosystemu ICT. Inwestycje w ICT w UE sg i bedg trwale
nierentowne i ryzykowne tak dtugo, jak dtugo nie bedzie nie budzacych watpliwosci sygnatow, ze klasa
polityczna pogtebita swg wiedze i zrealizowata niezbedny pakiet reform.

W przeciwnym razie wszelkie wydatki na filary | — VII zdefiniowane w dokumencie ,Polska w grze
0 przyszto$¢ - polityka dla sektora potorzewodnikow 2026+" nie przyczynig sie do rewitalizaci
biznesowej ekosystemu ICT.

4. ITA jako narzedzie modelu fabless - kto zyskat, kto stracit
4.1. Beneficjenci: amerykanskie firmy fabless i azjatyccy producenci

ITA bylo idealnym uzupetnieniem rewolucji biznesowej, ktéra przechodzit amerykanski przemyst
potprzewodnikéw w latach 90. Firmy fabless” projektujg chipy w USA, zlecajg jego produkcje, montaz
i pakowanie w Azji, a gotowy produkt sprzedajg globalnie. ITA zagwarantowato, ze na kazdym etapie
tego tancucha — od wafla krzemowego, przez zapakowany chip, po gotowy modut — produkty
przemieszczajq sie miedzy krajami bez obcigzen celnych.

Korzysci byty ogromne. Migdzy 1996 a 2008 r. globalny handel produktami ICT wzrést z 1,2 bin USD do
4,0 bln USD - ponad 10% rocznie. Amerykanskie firmy technologiczne - jak stwierdzit Intel w swoim
stanowisku popierajacym ITA — ,skorzystaly niezwykle z tego wzrostu handlu ICT’. USTR oficjalnie
opisuje ITA jako jedno z najwiekszych osiagnie¢ amerykanskiej polityki handlowe;.

Réwnolegtym beneficjentem byli azjatyccy producenci potprzewodnikdw, fabryki PCB i EMS - ktorzy
uzyskali bezctowy dostep do rynkéw zachodnich. Chiny, ktére przystapity do ITA w 2003 r. przy akcesji
do WTO, wykorzystaty zerowe cta do budowy potencjatu eksportowego. Jednocze$nie stosowaty
wewnetrzne subsydia (dotacje, ulgi podatkowe, preferencyjne pozyczki, obnizone koszty energii i optat
z tytutu korzystania ze Srodowiska), ktorych Porozumienie ITA nie regulowato.

4.2. Przegrani: europejscy i amerykanscy producenci

Przegranymi ITA byli producenci wytwarzajacy fizyczne produkty elektroniczne na terenie UE i USA.
Dane ZVEI i IPC dokumentujg skale strat:

Sektor Udziat Europy ~2000 Udziat Europy 2023 Spadek

PCB 13,8-20% 2,2% -6x do -9x
EMS(montaz) 22% 1% -2X
P-p (produkcja) ~24% ~8% -3x

L. firm PCB w UE ~480 ~160 -3x

Parlament Europejski zwrdcit uwage na ten problem w zapytaniu parlamentarnym P- 002327/2023,
wskazujac, ze UE naktada cta do 6,5% na surowce do produkcji PCB, podczas gdy gotowe PCB z Chin
nie podlegajq ctom importowym. Komisja Europejska w odpowiedzi potwierdzita, ze PCB, pdiprzewodniki
i komponenty pasywne objete sg ITA i dlatego sg bezctowe — ale nie podijeta dziatar w sprawie asymetrii
na materiatach bazowych. Nie pociggneto to z sobg Zzadnej refleksji i nie stymulowato zadnych dziatan
naprawczych.

7 https://pl.wikipedia.org/wiki/Fabless?utm_source=copilot.com
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5. Strukturalne konsekwencje ITA dla catego taficucha elektronicznego
5.1. Asymetria nie ogranicza si¢ do PCB

Cho¢ przyktad PCB jest najlepiej udokumentowany w ramach projektu ,Call To Action” (m.in. dzieki
pracom ZVEI i KIGEIT), inwersja celna wywotana przez ITA nadal dotyka catego tancucha warto$ci
elektroniki:

o Produkcja péiprzewodnikéow: Gazy procesowe (NFs3, SFg¢, specjalistyczne gazy czyste),
chemikalia do litografii (fotorezysty, developery), materiaty polerskie (CMP slurries), cele
napylajace (sputtering targets) — wiele z tych inputéw podlega ctom, podczas gdy gotowe chipy sg
bezctowe.

e Montaz i pakowanie (back-end): Substraty IC (ceramiczne, organiczne), drut bondingowy (ztoto,
miedz, aluminium), materiaty do hermetyzacji (epoxy molding compounds), ramy wyprowadzen
(leadframes) — cta na te materiaty podnoszg koszty europejskiego back-endu.

e Produkcja komponentéw pasywnych: Materiaty ceramiczne, folia aluminiowa, materiaty
ferromagnetyczne do produkcji kondensatorow, rezystoréw i cewek — podlegajq ctom, podczas
gdy gotowe komponenty pasywne sg bezctowe na mocy ITA.

e Produkcja sprzetu telekomunikacyjnego: Materialy do produkcji obuddw, elementy
mechaniczne, ztacza specjalistyczne, kable wewnetrzne — nie wszystkie objete ITA, podczas gdy
gotowe urzgdzenia telekomunikacyjne sg bezctowe.

5.2. Efekt kumulacyjny w taficuchu wartosci

Kluczowa obserwacja polega na tym, ze w elektronice fancuch warto$ci jest diugi i wieloetapowy.
Produkt konicowy (np. router telekomunikacyjny) sktada sie z PCB, na ktdrej zamontowano
potprzewodniki, komponenty pasywne, ziacza i elementy mechaniczne, cato$¢ zmontowana jest przez
firme EMS. Na kazdym etapie europejski producent kupuje obcigzone ctem pétprodukty, a na kazdym
etapie konkuruje z bezctowym importem. Im dtuzszy tancuch wartosci zlokalizowany w Europie, tym
wiekszy skumulowany tax wedge — klin podatkowy wynikajacy z asymetrii celnej. Porozumienie ITA
stworzyto strukturalny bodziec do tego, by kazdy kolejny etap produkcji przenosi¢ poza UE.

6. ITA a subsydia azjatyckie — podwdjne uderzenie

ITA wyeliminowato jedyny mechanizm réwnowazacy, jaki UE mogtaby zastosowaé wobec azjatyckich
subsydiow: cta wyréwnawcze. W normalnym rezimie WTO panstwo moze natozy¢ cta antydumpingowe
lub wyrownawcze na subsydiowany import. Poniewaz ITA zwigzato stawki celne na poziomie zero,
UE nie moze podnie$C cet na importowang elektronike — nawet jesli jest masowo subsydiowana.
Jak udokumentowato stowarzyszenie ZVEI:

e USA: Defense Production Act przeznacza 150 min USD specjalnie na PCB i substraty IC. Cata
branza korzysta z IRA (389 mid USD) i IlJA (1,2 bin USD).

e Chiny: Caly ekosystem mikroelektroniki jest subsydiowany: pomoc finansowa, ulgi podatkowe,
preferencyjne pozyczki, obnizone koszty energii i opfat za korzystanie ze $rodowiska. China
National Integrated Circuit Industry Investment Fund (tzw. ,Big Fund”) zainwestowat ponad
100 mld USD w trzy rundy od 2014 .

e Tajwan: TSMC korzysta z preferencji podatkowych, subsydiowanej infrastruktury i gwarancji
dostaw energii i wody. Efektywna stawka podatkowa TSMC wynosi ok. 10%.

o UE: Reguty pomocy publicznej uniemozliwiajg szybkie i porownywalne wsparcie. Cta zwigzane
ITA uniemozliwiajg obrone celowa. Producenci europejscy ptacg cta i konkurujg z bezctowym,
subsydiowanym importem.
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ITA stworzyto zatem podwojng asymetrie: producent w UE jest jednoczesnie (1) obcigzony ctami na
potprodukty i (2) pozbawiony jakiejkolwiek ochrony celnej przed subsydiowanym importem gotowych
wyrobow. Jest to struktura, ktora nie mogta doprowadzi¢ do innego wyniku niz deindustrializacja.

7. Kontekst 2025-2026: przebudzenie i wojna handlowa

Dopiero ostatnio (2024-2025 r.) kwestia strukturalnych efektéw ITA zaczeta przenika¢ do debaty
politycznej. Zapytanie parlamentarne P-002327/2023 w Parlamencie Europejskim, inicjatywa Call To
Action (IPC/GEA) postulujgca podejscie ,Silicon to Systems”, stanowisko ZVEI z lutego 2024 r.
z konkretnymi pozycjami taryfowymi do zwolnienia, deklaracja Semicon Coalition z wrze$nia 2025 r. —
wszystkie te inicjatywy identyfikujg problem, ale Zzadna dotychczas nie doprowadzita do jego rozwigzania.

Réwnolegle pojawia sie nowy czynnik: administracja amerykarnska, ktéra forsowata Porozumienie ITA
w 1996 r., w 2025 r. zaczeta rozwazac wyjscie z porozumienia. Po natozeniu 50% cta na import miedzi
potprzetworzonej (od 1 sierpnia 2025 r.) — uderzajgcego m.in. w produkcje PCB — oraz wdrozeniu
masowych cet na import z Chin, USA de facto porzucity doktryne wolnego handlu, ktérg same narzucity
Swiatu za posrednictwem ITA. Europa, ktora nie obronita swojego przemystu w 1996 r., ryzykuje teraz,
ze pozostanie jedynym duzym rynkiem wcigz stosujgcym rezim ITA — czyli jedynym rynkiem otwartym
na subsydiowany import azjatycki, bez mozliwosci obrony celne;j.

8. Wnioski dla polityki polskiej i europejskiej

Polityka gospodarcza Polska formutowana obecnie w SPR 2035 powinna przyja¢ do wiadomosci,
ze procesy cyfryzacji wszystkich dziedzin gospodarki i obronno$ci nadal przyspieszaja. Nalezy przyjac,
ze tempo zmian moze by¢ 3-krotnie wigksze, tzn. ze zmiany jakie zajdg w najblizszej dekadzie, bedg tak
gtebokie jak te ktdre zaszty w latach 1998 - 2026.

Analiza ITA w petnym kontek$cie historycznym prowadzi do nastepujacych wnioskéw:

e ITA nie byto neutralnym porozumieniem liberalizacyjnym - byto instrumentem
amerykanskiej strategii handlowej, ktory spetnit swoje cele: zapewnito amerykanskim firmom
fabless bezctowy dostep do globalnych tancuchéw dostaw i rynkow zbytu.

o Konstrukcja ITA stworzyla systemowg inwersje celng — zerowg ochrone na gotowe wyroby
przy utrzymaniu cet na inputy — ktéra matematycznie prowadzi do negatywnej efektywnej stopy
ochrony europejskiego przemystu.

e Asymetria celna dotyczy catego fancucha elektronicznego, nie tylko PCB. Kazdy etap
produkcji zlokalizowany w UE jest obcigzony tax wedge, ktory kumuluje si¢ wzdtuz tancucha
wartosci.

e [TA zablokowato rowniez mozliwo$¢ obrony przed subsydiami — wigzac stawki celne na
poziomie zero, pozbawito UE instrumentu cet wyréwnawczych wobec masowo subsydiowanego
importu azjatyckiego.

e Polska strategia potprzewodnikowa musi uwzgledniaé te rzeczywistos§é. Budowanie
krajowych zdolnosci produkcyjnych w rezimie ITA wymaga albo réwnowaznych subsydiéw (na
wzor amerykanski), albo reformy ITA, albo — co postuluje Call To Action — zniesienia cet na
materiaty bazowe, aby przywr6ci¢ co najmniej neutralng efektywng stope ochrony.

o Strategia MC ,Polska w grze o przysztos¢ 2026+” nie identyfikuje tego problemu. Ani ITA,
ani inwersja celna, ani negatywna ERP nie sg wymienione w dokumencie. Jest to istotna luka
analityczna, biorgc pod uwage, ze kazda inwestycja w produkcje elektroniczng w Polsce bedzie
podlega¢ tym samym strukturalnym obcigzeniom.
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Zatacznik do pisma: KIGEiT/515/04/2026

~ GLOBALNY RYNEK
PRZYRZADOW POLPRZEWODNIKOWYCH W 2024 ROKUS

Struktura wedtug typu produktu, zastosowania, technologii produkciji i modelu biznesowego

1. Wielko$¢ i dynamika rynku

W 2024 roku globalna sprzedaz przyrzadow pdtprzewodnikowych osiggneta 630,5 mld USD, co stanowi
wzrost 0 19% wzgledem 2023 roku.

Od 2001 roku branza ro$nie w $rednim tempie 6,8% rocznie (CAGR). Prognozy WSTS przewidujg dalszy
wzrost — do 697 mid USD w 2025 i 739 mld USD w 2026.°

2. Struktura wedtug typu produktu

Rynek obejmuje dziewig¢ kategorii wedtug klasyfikacji WSTS. Cztery najwigksze segmenty — Logic,
Memory, Analog i MPU - odpowiadajg za 82% rynku. Logic i Memory (60% rynku) wymagajq
zaawansowanych weztéw technologicznych; pozostate segmenty opierajq sie na procesach dojrzatych.

Tabela 1 Sprzedaz globalna wg typu produktu (2024)10

Kategoria produktu (WSTS) mid USD Udziat Zmiana rir Przykfady produktow
Uktady logiczne (Logic) 2158 34,2% +20,8% GPU, ASIC, FPGA, SoC, akceleratory Al
Pamieci (Memory) 165,5 26,2% +79,3% DRAM, NAND Flash, NOR, HBM
Ukfady analogowe (Analog) 79,6 12,6% -1,9% Zarzadzanie zasilaniem, ADC/DAC
Mikroprocesory (MPU) 54,2 8,6% +19,6% CPU x86/ARM (PC, serwery, mobile)
Optoelektronika (Opto) 411 6,5% -4,9% LED, lasery, fotodetektory
Elementy dyskretne (Discrete) 31,0 4,9% -12,7% Tranzystory mocy, diody, tyrystory
Mikrokontrolery (MCU) 21,8 3,5% -21,9% MCU 8/16/32-bit (auto, loT, AGD)
Sensory (Sensor) 18,9 3,0% -4,1% MEMS, czujniki obrazu, ci$nienia
Procesory sygnatowe (DSP) 2,7 0,4% -15,6% DSP (telco, audio, radar)

RAZEM 630,5 100% +19,0%

Zrédto: SIA 2025 Factbook (s. 9), dane WSTS i szacunki SIA.
3. Struktura wedtug obszaru zastosowan koncowych

Popyt na potprzewodniki generowany jest przede wszystkim przez produkty konsumenckie. Komputery i
komunikacja (smartfony, infrastruktura 5G) odpowiadajg facznie za 68% rynku. Motoryzacja (12,7%),
cho¢ mniejsza warto$ciowo, jest strategicznie istotna z uwagi na elektryfikacje i autonomizacje pojazdow.

8 Na podstawie: SIA 2025 Factbook, WSTS, TrendForce, raporty roczne spotek
9 SIA 2025 Factbook, s. 2; dane WSTS. Kwoty w dolarach amerykanskich.
10 SIA 2025 Factbook, s. 9; klasyfikacja WSTS: Logic, Memory, Analog, MPU, Opto, Discrete, MCU, Sensor, DSP.
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Tabela 2. Sprzedaz globalna wg zastosowania koricowego (2024)

Segment koncowy mid USD Udziat Gtéwne typy potprzewodnikow
PC / Komputery ~220 34,9% Procesory CPU/GPU, pamieci RAM/SSD, chipsety, kontrolery
Komunikacja ~208 33,0% SoC smartfonéw, modemy 5G, infrastruktura telco, switche
Motoryzacja ~80 12,7% MCU, czujniki, IGBT/SIiC, radar ADAS, infotainment
Elektronika uzytkowa ~62 9,9% TV, konsole, AGD, urzadzenia przenosne
Przemyst 255 8,4% Automatyka, robotyka, energoelektronika, metrologia
Rzad / Wojsko ~6 1,0% Systemy obronne, satelity, radary, kryptografia

Zrédto: SIA 2025 Factbook (s. 8), dane WSTS. Wartosci mid USD - szacunek na podstawie udziatéw procentowych.
4. Struktura wedtug technologii produkcji (wezly procesowe)

Ponizsza tabela pokazuje szacunkowy podziat rynku potprzewodnikéw wedtug wezta technologicznego,
w ktorym produkowane sg ukfady. Kluczowa obserwacja: zaawansowane wezly (< 7 nm) obstuguja
okoto 38-42% wartosci rynku, a dojrzate procesy (> 7 nm) — pozostate 58-62%, czyli ponad 365 mld
USD rocznie.

Dane oparte sg na: strukturze przychodéw TSMC wg wezta (raport roczny 2024: 3 nm = 18%, 5 nm =
34%, 7 nm = 17% przychodu waflowego), udziatach TSMC w rynku foundry (~62%), oraz analizie
segmentow produktowych, ktore z natury wymagaja okreslonych weziow.

Tabela 3. Szacunkowy podziat rynku péfprzewodnikéw wg wezta technologicznego (2024)12

Wezet mid USD

technologiczny (szac.) Udziat Gtéwni producenci Typowe produkty
<5nm(3nm,2nm) | ~85-95 ~14-15% | TSMC, Samsung Procesory Al (GPU, TPU), SoC flagship
smartfondw, najnowsze CPU serwerowe
5nm ~95-105 | ~15-17% | TSMC, Samsung GPU (Nvidia, AMD), CPU Apple, Qualcomm,
procesory serwerowe AMD/Intel
7nm ~55-65 ~9-10% | TSMC, Samsung Starsze GPU, FPGA, procesory mobilne,
modemy 5G
10-14 nm ~45-55 ~7-9% | TSMC, Samsung, | CPU Intel starszej generacji, procesory
Intel mobilne, SSD kontrolery
16-22 nm ~30-40 ~5-6% | TSMC, Samsung, GF, | MCU zaawansowane, FPGA, Kkontrolery
Intel pamieci, SoC loT premium
28-45 nm ~55-70 ~9-11% | TSMC, UMC, GF, | MCU motoryzacyjne, WiFi/BT, kontrolery
SMIC wyswietlaczy, PMIC
65-180 nm ~50-65 ~8-10% | UMC, GF, SMIC, VIS, | Analog, PMIC, czujniki, sterowniki mocy
Tower, IDM
>180 nm ~45-60 ~7-9% IDM  (TI, Infineon, | Dyskretne, IGBT, SiC/GaN, tyrystory, sensory
STM, ON) MEMS
<7nm ~235-265 | ~38-42% | TSMC, Samsung Logic + Memory zaawansowane
(zaawansowane)
> 7 nm (dojrzate) ~365-395 | ~58-62% | Wszyscy (IDM + | Analog, MCU, Discrete, Sensor + cze$¢
foundry) Logic/Memory

11 SIA 2025 Factbook, s. 8; dane WSTS. Warto$ci bezwzgledne to szacunki wtasne na podstawie udziatéw procentowych.

12 Szacunki wtasne na podstawie: TSMC Annual Report 2024, TrendForce Q4 2024, IC Insights. Podziat wg weztow jest
przyblizony, gdyz producenci nie publikujg peinej segmentacii.
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Szacunki wiasne na podst.: TSMC Annual Report 2024, TrendForce Q4 2024, SIA 2025 Factbook, IC Insights. Przedziaty odzwierciedlajg
niepewno$¢ szacunkow.

Uwaga: Segment pamieci (165 mid USD) stosuje specyficzne procesy technologiczne — DRAM
wykorzystuje wezty rzedu 12-18 nm (1a, 1B, 1y), a NAND jest produkowany w architekturze 3D (do 300+
warstw). Oba typy sg w tabeli rozproszone miedzy kategorie zaawansowang i posrednia.

5. Struktura wedtug modelu produkgc;ji (foundry vs. IDM vs. fabless)

Branza pdtprzewodnikowa dziata w trzech modelach biznesowych: IDM (Integrated Device Manufacturer)
— firma projektuje i produkuje chipy we wtasnych fabrykach (Intel, Samsung, Tl, Infineon); fabless — firma
projektuje chipy, ale zleca produkcje foundry (Nvidia, Qualcomm, AMD, Broadcom, MediaTek); foundry
— firma produkuje chipy na zlecenie (TSMC, Samsung Foundry, GlobalFoundries, UMC, SMIC).

Przychéd foundry (~136 mld USD) nie sumuje sie arytmetycznie z przychodami fabless, gdyz koszt
produkcji waflowej jest juz wliczony w cene sprzedawanych chipow fabless. taczny rynek ($630,5 mid)
= sprzedaz IDM + sprzedaz fabless.

5.1. Gléwne foundry swiatowe
Tabela 4. Przychody gtéwnych foundry (2024)13

Przychéd Udziat w

(mid USD) foundry Charakterystyka

TSMC (Tajwan) ~90,8 ~67% 3/5/7/16/28 nm; ponad 500 klientdw; ~62% rynku foundry
Swiatowego

Samsung Foundry (Korea) ~13 ~10% 3/5/7/14 nm; produkcja wtasnych i zewnetrznych chipéw
GlobalFoundries (USA) ~8,1 ~6% 12/14/22/28/40/180 nm; rezygnacja z weztow < 12 nm
UMC (Tajwan) ~7,5 ~5% 14/22/28/40/65 nm; specjalizacja w dojrzatych procesach
SMIC (Chiny) ~8,0 ~6% 14/28/40/55/65 nm; de facto lider chinskiego foundry
Inne foundry (VIS, PSMC, ~9 ~6% 28-350 nm; procesy specjalne (BCD, SOI, SiGe)
Tower, HH Grace)
RAZEM foundry ~136 100% ~22% tacznego rynku p-p ($630 mid)

Zrédo: TrendForce Q4 2024, raporty roczne spotek. Przychody zaokraglone.

5.2. Glowne firmy IDM i fabless

Tabela 5. Najwieksze firmy potorzewodnikowe wg modelu biznesowego (2024)

Przychod p-p LG Kluczowe produkty i uwagi

(mld USD) biznesowy

Intel (USA) ~54,2 IDM + foundry | CPU x86, FPGA (Altera), Intel Foundry Services

Samsung Semiconductor ~64,0 IDM + foundry | DRAM, NAND, SoC Exynos, CIS, wy$wietlacze OLED

(Korea)

SK Hynix (Korea) ~47,5 IDM DRAM, NAND, HBM (lider pamigci HBM dla Al)

Micron (USA) ~29,1 IDM DRAM, NAND, pamieci serwerowe i mobilne

Texas Instruments (USA) ~16,3 IDM Analog, PMIC; wiasne fabryki 300 mm (dojrzate
procesy)

Infineon (Niemcy/UE) ~16,4 IDM IGBT, SiC, MCU motoryzacyjne, czujniki, PMIC

13 Przychody foundry na podstawie: TrendForce (Top 10 Foundries Q4 2024), raporty roczne spétek. Przychody IDM/fabless:
raporty roczne spotek za 2024. Przychdd foundry nie sumuje sie z przychodami fabless (unikanie podwéjnego liczenia).
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Przychéd p-p Model

Firma (mid USD) biznesowy Kluczowe produkty i uwagi

STMicroelectronics (UE) ~13,3 IDM MCU, SiC, czujniki MEMS, analog; fabryki we Francji i
Wioszech

NXP (Holandia/UE) ~12,6 Lite IDM* MCU motoryzacyjne, radar, NFC, procesory i.MX

Broadcom (USA) ~37.8 Fabless** ASIC sieciowe, WiFi/BT, przeptywnosciowe ASIC Al

Qualcomm (USA) ~33,2 Fabless SoC Snapdragon, modemy 5G, RF front-end

Nvidia (USA) ~61,0 Fabless GPU, akceleratory Al (H100/B200), SoC auto
(Orin/Thor)

AMD (USA) ~25.8 Fabless CPU Ryzen/EPYC, GPU Radeon/Instinct, FPGA Xilinx

MediaTek (Tajwan) ~18,5 Fabless SoC smartfonow (Dimensity), WiFi, TV chipy

* Lite IDM = posiada niektére fabryki, ale znaczng cze$¢ produkcji zleca foundry. ** Broadcom raportuje fgcznie z infrastrukturg software.
Zrodio: raporty roczne spotek za rok fiskalny 2024 (lub 2024/2025 dla spélek z przesunietym rokiem).

6. Struktura geograficzna sprzedazy

Regiony odzwierciedlajg miejsce sprzedazy chipéw do producentow sprzetu elekironicznego. Ponad
potowa chipéw trafia do Azji, gdzie skoncentrowana jest produkcja elektroniki (montaz, testowanie,
pakowanie). Europa stanowi zaledwie 8,1% rynku sprzedazy chipow.

Tabela 6. Sprzedaz globalna wg regionu (2024)4

Region mid USD Udziat Zmiana r/r

Ameryki (Americas) 195,1 30,9% +45% Siedziba gtéwnych projektantéw chipdw (Qualcomm,
Apple, Nvidia)

Chiny 185,1 29,4% -1% Najwiekszy kraj-odbiorca; spadek po eksportowych
ograniczeniach

Azja i Pacyfik 152,3 24,2% +15% Tajwan, Korea, Japonia, Indie — produkcja elektroniki

(bez Chin)

Europa 51,3 8,1% +8% Motoryzacja, przemyst; Niemcy, Francja, Wiochy,
Holandia

Japonia 46,7 7,4% 0% Elektronika uzytkowa, motoryzacja, sprzet
przemystowy

RAZEM 630,5 100% +19%

Zrédto: SIA 2025 Factbook (s. 10), dane WSTS.

14 SIA 2025 Factbook, s. 10; dane WSTS. Regiony odzwierciedlajg miejsce sprzedazy do producentéw sprzetu, nie koAcowej
konsumpcii.
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7. Udzialy wedtug kraju siedziby firmy
Perspektywa zmienia si¢ zasadniczo, gdy analizujemy rynek wedtug siedziby gtéwne;j firm projektujacych

chipy.
(gtéwn

Firmy amerykanskie kontrolujg ponad potowe rynku, cho¢ wiekszos¢ produkcji realizujg w Azji
ie w TSMC).

Tabela 7. Udziat w globalnej sprzedazy wg siedziby firmy (2024)15

Udziat w mid USD

Kraj siedziby rynku (szac.) Kluczowe firmy
USA 50,4% ~318 Nvidia, Qualcomm, Broadcom, Intel, AMD, Tl, Micron, Apple*
Korea Potudniowa 21,1% ~133 Samsung, SK Hynix
Unia Europejska 9,2% ~58 Infineon, NXP, STMicroelectronics, ASML (sprzet)*
Japonia 8,2% ~52 Sony (CIS), Renesas, Kioxia, Rohm
Tajwan 6,5% ~41 MediaTek, Novatek, Realtek (TSMC = foundry, nie wliczane)
Chiny 4,5% ~28 HiSilicon (Huawei), SMIC (foundry), YMTC, CXMT

* Apple

projektuje wiasne chipy (M-series, A-series), ale sprzedaje je jako cze$¢ urzadzen, wiec nie jest ujimowana w Statystykach

potprzewodnikowych jako osobna firma p-p.
Zrodio: SIA 2025 Factbook (s. 3), dane WSTS i SIA Estimates.

8. In

westycje i kapitalochtonnos¢

Branza potprzewodnikowa jest jedng z najbardziej kapitatochtonnych gatezi przemystu. W 2024 roku
same amerykanskie firmy potprzewodnikowe (w tym fabless) wydaty tacznie 119,5 mid USD na B+R
(70,0 mid) i inwestycje kapitatowe (49,5 mid). taczne nakfady stanowig okoto 30% przychoddw — to jeden
z najwyzszych wskaznikow wsrod wszystkich branz. Tempo wzrostu naktadow od 2001 roku wynosi 6,4%
CAGR, a inwestycja na pracownika siegneta 235 tys. USD.16

9. Kluczowe wnioski

1.

Koncentracja produktowa: Logic i Memory (60% rynku, ~381 mld USD) wymagajq
zaawansowanych weztow 3—-7 nm. Analog, MCU, Discrete i Sensor (~24% rynku, ~152 mid USD)
bazujg na dojrzatych procesach =28 nm.

Zaawansowane vs. dojrzate procesy: Wezly < 7 nm obstugujg ok. 38-42% wartosci rynku.
Pozostate 58-62% (ponad 365 mld USD) to produkcja w weztach dojrzatych — krytyczna dla
motoryzacji, energoelektroniki, loT i przemystu.

. Dominacja foundry: Rynek foundry (~136 mid USD) jest zdominowany przez TSMC (67%

udziatu). Tajwanskie foundry tgcznie kontrolujg >70% mocy produkcyjnych kontraktowych.
Wiekszo$¢ zaawansowanej produkciji (< 7 nm) odbywa sie wytacznie w TSMC i Samsung Foundry.

Model fabless dominuje w innowacji: Firmy fabless (Nvidia, Qualcomm, AMD, Broadcom,
MediaTek) odpowiadajg za ~35-38% sprzedazy IC i rosng szybciej niz IDM. Ich zalezno$¢ od
TSMC tworzy systemowe ryzyko geopolityczne.

Europa - niszowa, ale strategiczna: UE kontroluje 9,2% globalnego rynku, specjalizujgc si¢
w motoryzacji (Infineon, NXP, STMicroelectronics) i dojrzatych procesach. Nie posiada zdolnosci
produkcyjnych w weztach < 10 nm. Planowana fabryka TSMC w Dreznie (2027) ma to cze$ciowo
zmieni¢, ale jedynie w zakresie 12-28 nm.

5 SIA
16 SIA

2025 Factbook, s. 3; dane WSTS i SIA Estimates.
2025 Factbook, s. 12; R&D $70,0 mid + CAPEX $49,5 mld = $119,5 mid (same firmy USA).
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6.

Kapitatochtonno$¢ jako bariera: Inwestycje rzedu 30% przychodow (119,5 mid USD rocznie dla
samych firm amerykanskich) determinujg oligopolistyczng strukture branzy i stanowig ogromng
bariere wejscia.

Zrédta:

SIA, 2025 Factbook (Semiconductor Industry Association), dane za rok 2024 - tabele 1-3, 5-7.
WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), Semiconductor Market Forecast Autumn 2025.

TSMC, Annual Report 2024 / Q4 2024 Earnings Release - podziat przychodéw wg wezta
technologicznego.

TrendForce, Global Top 10 Foundries Revenue Q4 2024 (marzec 2025) - przychody foundry.

Raporty roczne spotek: Intel, Samsung, SK Hynix, Micron, Tl, Infineon, STM, NXP, Broadcom,
Qualcomm, Nvidia, AMD, MediaTek (rok fiskalny 2024/2025).
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